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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —

Partie 1. Spécification générique —

Exigences relatives aux ensembles électriques ou électroniques brasés

utilisant les techniques de montage en surface et associées

AVANT-PROPOS

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondgia

de l'e
favori
I'électfi

Leur 4laboration est confiée a des comités d etudes aux travaux desquels\tout Com

sujet

liaison avec la CEl, participent également aux travaux La CEl

raité peut participer. Les organisations internationales, gouveg

Intern

2) Lesd
du pop
sont reg

3) Les d Iinternationales. lls so
comm s par les Comités nationaux.

4) Dans TadXx de la CEl s'engagent a ap
facon internationales de la CEI dans leu
nation a CEl et la norme nationale ou
correg

5) La CHI n’a fixé SE ; mme indication d’approbation et sa resq
n'est S q €

6) L'attemtion est attirée sur he_fait e 5 élémenits de la présente Norme internationale ped

Techniq

Le textel de ¢ nQr

Le rapp

I'objetl de droits de p
respofsable de

La Norrre internatigdna

droits analogues. La CEl ne saurait étre tg

ue du marit

FDIS Rapport de vote
> 91/131/FDIS 91/146/RVD

Drt de e indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vo

abouti g I'approbatieir’de cette norme.

omposée

bjet de
aines de
ationales.
5sé par le
htales, en
janisation

ipns.

a mesure
ntéressés

't publiés

pliquer de
S normes
régionale

onsabilité

vent faire
nue pour
e.

la CEl:

te ayant

La CEI 61191 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Ensembles de
cartes imprimées

Partie 1: Spécification générique — Exigences relatives aux ensembles électriques et électro-
niques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

Partie 2: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a I'assemblage par brasage pour
montage en surface

Partie 3: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage de
trous traversants

Partie 4: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.

L’annex

e D est donnée uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 1: Generic specification —

Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatiq mprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object \of\the romote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in t i fields. To
this epd and in addition to other activities, the IEC publishes Interna Stan . i aration is
entrudted to technical committees; any IEC National Committee ipterested |n with may
participate in this preparatory work. International, governmental add nox 3 s liaising
with thhe IEC also participate in this preparation. The IEC collabora hjanization
for Sfandardization (ISO) in accordance with conditions, determj t between| the two
organjfzations.

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on tee sible, an
internfitional consensus of opinion on the re j } echn sal commlttee has reprgsentation
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form of re nendations internationjal use and are published if the form
of stapdards, technical reports or guides and the 8.ace y e~National Committees in that serjse.

4) In order to promote international unificatiq nittees undertake to apply IEC International
Standprds transparently to the maximum)\ exté 3 teir national and regional standfrds. Any
divergence between the |E S igg\Mational or regional standard shall pe clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking\procedure to indicate its aproval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be R _cq

6) Attentjon is dra . elements of this International Standard may be tie subject
of patent rights. held-responsille for identifying any or all such patent rights.

Internat ' nas been prepared by IEC technical committee 91:|Surface

mountin

The tex

Report on voting
\/ 91/131/FDIS 91/146/RVD

Full infgrmation the voting for the approval of this standard can be found in the réport on

voting indicated in the above table.

IEC 61191 consists of the following parts, under the general title Printed board assemblies

Part 1:

Part 2:
Part 3:
Part 4:

Annexe

Generic specification — Requirements for soldered electrical and electronic assemblies

using surface mount and related assembly technologies
Sectional specification — Requirements for surface mount soldered assemblies

Sectional specification — Requirements for through-hole mount soldered assemblies

Sectional specification — Requirements for terminal soldered assemblies

s A, B and C form an integral part of this standard.

Annex D is for information only.
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —
Partie 1: Spécification générique —

Exigences relatives aux ensembles électriques ou électroniques brasés

utilisant les techniques de montage en surface et associées

1 Domaine d'application

La prés
de veérifi
de qual

montagqg associées. La présente spécification comprend éga

concern

2 Réferences normatives

ente spécification établit les exigences relatives aux matériau éthodesyet
té faisant appel a la technique de montage en surface ai

hnt la qualité des processus de fabrication.

Les dod 3itiQns qui, par suite de la ré
qui y eg ése le partie de la CE
Au mor aientheh vigueur. Tout d
normati 3 fondés sur la présen
de la G : ibilité d"appliquer les éditions
récente 3 es membres de la CEI et
possédd

CEI 600p0(541):1990, érnational — Chapitre 541: Circuits in
CEI 60721-3-1:198, ! es xonditions d'environnement — Partie 3: Class
des gro Jpemen ¢ ] ] emevit et de leurs sécurités — Stockage

CEl 61
utilisatid
d'ensen

CEl 611
imprimé
Techno

CEIl 61189:1:1997, Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures

critéres

bférence
61191.
bcument
e partie
es plus
e I'ISO

Nprimés

ification

btion et
planéité

b cartes
rimés —

d’inter-

connexi

on et les ensembles — Fartie 1. Methodes d'essal generales et methodologie

CEIl 61189-3:1997, Méthodes d'essai pour les matériaux €électriques, les structures d’inter-
connexion et les ensembles — Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion
(cartes imprimées)

CEl 61190-1-1:—, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-1:
Exigences pour les flux de brasage 1)

CEIl 61190-1-2:—, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-2:
Exigences pour les crémes a braser 1)

1) A publier.
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 1. Generic specification —

Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

1 Scope

This specification prescribes requirements for materials, methods and verificati iteria for
producimpg quality soldered interconnections and assemblies using s gelated
assembly technologies. Also included are recommendations for good esses.
2 Notmative references

The follpwing normative documents contain provisiods whick nis text,
constit:re provisions of this part of IEC 61191. At th hdicated
were valid. All normative documents are subject/fo\rg s based
on this jpart of IEC 61191 are encoupdd : he most
recent gditions of the normative docu inch . bers of IEC and ISO maintain
register$ of currently valid International St )

IEC 600 circuits
IEC 60 ironmental conditions — Part 3: Classifigation of
groups irseverities — Section 1: Storage

IEC 611 Wed board assemblies — Design and use — Part 1-1:
Generic ations for electronic assemblies

IEC 611 eguirements of printed boards and printed board assemblies —
Part 2: printed wiring board substrate materials — Surface mount
technolq

IEC 61 : methods for electrical materials, interconnection structufes and
assembfies = eneral test methods and methodology

IEC 61

assemblies — Part 3: Test methods for interconnecting structures (printed boards)

IEC 61190-1-1:—, Attachment materials for electronic assemblies — Part 1-1: Requirements for
soldering fluxes 1)

IEC 61190-1-2:—, Attachment materials for electronic assemblies — Part 1-2: Requirements for
soldering pastes 1)

1) To be published.
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CEIl 61191-2:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage par brasage pour montage en surface

CEIl 61191-3:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage par brasage de trous traversants

CEIl 61191-4:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage de bornes par brasage

CEIl 61192-1:—, Soudures — Partie 1: Evolution de la qualité des joints soudés 1)
CEIl 61249-8-1:—, Matériaux pour structures d'interconnexion — Partie 8-1-~Série de spécifi-

cations |intermédiaires pour les films et revétements non conducteurs/ — FTA% ible de

polyestér recouvert de colle 1)

CEIl 61249-8-2:—, Matériaux pour structures d'interconnexion — Pati L 1S€ri de>spécifi-
cations |intermédiaires pour les films et revétements non cofthicte ] ible de
polyimide recouvert de colle 1)

CEl 61249-8-3:—, Matériaux pour structures d'interconnexion THE AL B[ Scffications
intermédliaires pour les films et revétements non conducts %

CEIl 61249-8-8:1997, Matériaux pour Sstructure ! Partie 8: Collegtion de
spécifichtions intermédiaires pour lesA{jims e ction 8:
Revéter

CEl 61 ion des
disposit] hles1)

CEl 6173
électrorn

)cation pour la protection des dispositifs
166 — Guide de I'utilisateur

CEIl 611 ] age_en\surface — Partie 2: Transport et stockhge des
compos — Guide d'applicationl)

CEI 623 : SJMBLl Partie 1: Spécification générique

CEI QC 19 ; e Fément de procédé pour les unités de conception de cartes
imprimé

CECC : scifications de base: Protection des produits sensibles aux ddcharges
électrod

ISO 900171994, emes qualité — Modeéle pour l'assurance de la qualité en cornception,
développement, production, installation et prestations associées

ISO 9002:1994, Systemes qualité — Modéle pour l'assurance de la qualité en production,
installation et prestations associées

ISO 9453:1990, Alliages de brasage tendre — Composition chimique et formes

ISO 9454-1:1990, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 1:
Classification, marquage et emballage

ISO/DIS 9454-2:—, Flux de brasage tendre — Classification et caractéristiques — Partie 2:
Prescriptions de performance

1) A publier
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IEC 61191-2:1998, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requirements
for surface mount soldered assemblies

IEC 61191-3:1998, Printed board assemblies — Part 3: Sectional specification — Requirements
for through-hole mount soldered assemblies

IEC 61191-4:1998, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirements
for terminal soldered assemblies

IEC 61192-1:—, Soft soldering — Part 1: Assessment of the quality of soldered joints 1)

nal_spegification
iim

IEC 61349-8-2:—, Materials for interconnection structures — Part : ] e >Tication
set for non-conductive films and coatings — Adhesive coated flexibleNgolyimi ]

IEC 61349-8-1:—, Materials for interconnection structures — Part 8-1: Sectio
set for on-conductive films and coatings — Adhesive coated flexible polyeste

IEC 61349-8-3:—, Materials for interconnection structures bification

set for non-conductive films and coatings — Transfer aghesy

IEC 61449-8-8:1997, Materials for interconnection 3% ification
set for non-conductive films and coatings i€ : ]

IEC 61340-5-1:—, Electrostatics — Part devices
from elgctrostatic phenomena — Genera
IEC 613 devices
from elg

IEC 617
of surfa

— Part 2: Transportation and storage cgnditions
bn guide 1)

IEC 623
IEC QC : g assessment schedule for printed board design facilities
CECC 1 \ rotection of electrostatic sensitive devices

ISO 90p1: Quality” systems — Model for quality assurance in design, devejopment,
product

ISO 9002:1994, Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and
servicing

ISO 9453:1990, Soft solder alloys — Chemical compositions and forms

ISO 9454-1:1990, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 1:
Classification, labelling and packaging

ISO/DIS 9454-2:—, Soft soldering fluxes — Classification and requirements — Part 2:
Performance requirements

1) To be published.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61191, les définitions de la CEIl 60050(541) et
les définitions suivantes s'appliquent.

3.1

fabricant; assembleur

individu ou société responsable de la fourniture de matériaux et composants, ainsi que de tous
les procédés d'assemblage et des opérations de vérification nécessaires pour assurer la
parfaite conformité des ensembles avec la présente spécification

3.2
preuve pbjective

documelntation faisant I'objet d'un accord entre I'utilisateur et le fab
documepnts de papier, de données informatisées, d'algorithme
supports

;me de
d'autres

3.3
compétgence

capacit¢ a réaliser une tache conformément aux ore
décrites|dans la présente spécification

édures de vétification

3.4
fournisseur
individu| ou société chargé d'assurer Au fabrisg
compospnts électroniques, électroméchniq pues, cartes imprimées, etc| et des

Tes_ouMNme
matériayix de base (brasure ts, etCy avec les exigences et les procédures
de vérification de la présé i

3.5

utilisatepr; autorité du
individu| société™\Q

ayant Ig charge de

; 3 ¢ la fourniture de matériel électrique/électronique,
asse de/matériel ainsi que toute variation ou restrigtion par

rapport [aux exi présente spécification (c'est-a-dire l'initiateur ou la plersonne
chargée iNdétaille ces exigences)

3.6

indicatef rocessus (PDI)

indicate ettre une amélioration constante du processus lorsqu'il reflete une
variatiom au.<i u matériau, du matériel, du processus, du personnel et/oli de la
fabrication. it'pas nécessairement d'un défaut.

3.7

courbure

défaut de planéité d'une carte, caractérisé par une déformation grossierement cylindrique ou
sphérique telle que, si le produit est rectangulaire, ses quatre coins sont dans le méme plan

3.8

vrillage

déformation d'une plaque rectangulaire plane ou carte imprimée qui se produit parallelement a
une diagonale de sa surface, telle que l'un des coins de la plaque n'est pas dans le plan
contenant les trois autres
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3 Terms and definitions

For the purpose of this part of IEC 61191, the definitions of IEC 60050(541) and the following
definitions apply.

3.1

manufacturer; assembler

the individual or company responsible for the procurement of materials and components, as
well as all assembly process and verification operations necessary to ensure full compliance of
assemblies with this specification

3.2
objective evidence

documelntation, agreed to between user and manufacturer, in the fo
data, cgmputer algorithms, video or other media

raNeop c&mputer

3.3
proficiefcy
the capability to perform tasks in accordance with the/req erification prdcedures
detailed|in this specification

3.4

supplier

the individual or company responsibl er), full
compliapce of components (electronig printed

boards,|etc.) and base matg i gents, etc.) with the requiremegnts and
verificatjon procedures of i

3.5
user; prpcuring

the individual, ectronic
hardware, and ation or
restricti of the
contract

3.6

process tcatox (PDI)

a proce indi r is used for continuous process improvement when it is reflective

of varig
necessgrily a de

, equipment, personnel, process, and/or workmanship. If is not

3.7

bow

the deviation from flatness of a board characterized by a roughly cylindrical or spherical
curvature so that, if the product is rectangular, its four corners are in the same plane

3.8

twist

the deviation of a rectangular sheet, panel or printed board that occurs parallel to a diagonal
across its surface, so that one of the corners of the sheet is not in the plane that contains the
other three corners
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4 Exigences générales

4.1 Ordre de priorité

En cas de contradiction entre le texte de la présente spécification et les normes applicables qui
y sont citées, le texte de la présente spécification doit étre prioritaire. Cependant, la présente
spécification ne remplace en rien les lois et réglementations applicables.

4.1.1 Contradiction

En cas de contradiction entre les exigences de la présente spécification et le ou les dessins
d'assemblage appllcables le ou les dessins d assemblage appllcables approuves par
l'utilisaty £S5 EX
present= specmcatlon et un ou pIUS|eurs dessms d' assemblage non approuves, lescdifférences

doivent |é ion, les
disposit sur les
dessins|d'assemblage, qui s'appliquent alors.

4.1.2 Ppocumentation relative a la conformité

Lorsque la présente spécification nécessite I'apport de pre antaires pour étayer des
demandes de conformité, chaque rapport doit étre gonservé i i bventuel
contrdlg pendant une durée minimale de deux ans a partir ¢ G £ registré
(voir ISO 9002).

4.2 Interprétation des exigences

L'introddiction d'une classification des produitsi\e i i ilisation
finale (yoir 4.3) permet a l'utilisateur (de diffé i [ Quand
l'utilisateur déclare se co ' on, les

conditions suivantes s’ap

e a mpins qu’il en
I'exigence est obligatoie

pay l'utilisateur, le terme «doit» signfifie que

e tout|écart pa @, G e obligatoire requiert I'acceptation écrite de I'utjlisateur
par exemple ay s in dg 'assemblage, de la spécification ou d’'ung clause
contractuelle. ~ i JUe» sont utilisés uniquement pour décrire des sftuations

inco s_le texte il y a également des notions de recommandrmtions et
de choi . ieTes ne sont pas des obligations. Il y a parfois égalenmjent des
décl i i !

Se réfé i s directives ISO/CEI (N.D.T: il s’agit principalement de diffgrencier

les diffé gt es aux termes anglais "shall, must, should, may et will").

43 C

La pré:pntp anér‘ifir‘minn reconnait que les ensembles élpr‘triqupq et élm‘trnniqn es sont
soumis a des classifications correspondant a I'utilisation finale prévue pour l'article. Trois
niveaux généraux relatifs au produit fini ont été établis afin de refléter les différences au niveau
de la productibilité, des exigences de performances fonctionnelles et de la fréquence des
vérifications (contrdle/essai). Il convient d'admettre d'éventuels empiétements de matériels
entre différents niveaux. C'est a l'utilisateur (voir 3.5) des ensembles que revient la respon-
sabilité de déterminer le niveau auquel le produit appartient. Le contrat doit spécifier le niveau
prescrit et indiquer toute exception ou exigence supplémentaire concernant les parametres, le
cas échéant.

Niveau A: Produits électroniques généraux

Comprend les produits de consommation, certains ordinateurs et périphériques ainsi que le
matériel informatique approprié aux applications quand l'exigence principale est fonction de
I'ensemble achevé.
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4 General requirements

4.1 Order of precedence

In the event of a conflict between the text of this specification and the applicable standard cited
herein, the text of this specification shall take precedence. However, nothing in this
specification supersedes applicable laws and regulations.

4.1.1 Conflict

In the event of conflict between the requirements of this specification and _the applicable
assemb
event o
has not

equivald

4.1.2

Where this specification requires documentary evidepte to S rTs, each
record ¢ ini rom the
date of

4.2 Interpretation of requirements

The introduction of product classification accorth ke levels and their end use ($ee 4.3)
permits|the user to differentiate the \performance ements. When the user glects to
the 3 regikements” of this specification, the fpllowing

specify fompliance with
ord "shall" signifies that the requiremgnts are

conditiops apply:
¢ unleps otherwise specified

mandatory,

e deviptions fr fequires written acceptance by the user,|e.g. via
assgmbly drawing, ‘spesificati ontract provision. The term "must" is used| only to
desgribe unav, i i . The"word “should” is used to indicate a recommendation or
guid ; ay” indicates an optional situation. Both “shoulild” and

may Wy situations. “Will” is used to express a declaration of purpose.
Refer to

43 C

This specificatio ognizes that electrical and electronic assemblies are subject to
classifigations by intended end-item use. Three general end-product levels have been
establishet—toreftect—differences—mproducibitity;—functionat—performance—requirentents, and
verification (inspection/test) frequency. It should be recognized that there may be overlaps of
equipment between levels. The user (see 3.5) of the assemblies is responsible for determining
the level to which the product belongs. The contract shall specify the level required and
indicate any exceptions or additional requirements to the parameters, where appropriate.

Level A: General electronic products

Includes consumer products, some computer and computer peripherals, and hardware suitable
for applications where the major requirement is function of the completed assembly.
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Niveau B: Produits électroniques spécialisés

Comprend du matériel de communication, des machines de bureau perfectionnées et des
instruments pour lesquels de hautes performances et une durée de vie étendue sont prescrits
et que l'on souhaite voir fonctionner de fagon ininterrompue sans que cela soit pour autant
impératif. Généralement, I'environnement d'utilisation finale ne provoque pas de défaillance.

Niveau C: Produits électroniques a hautes performances

Comprend tous les matériels pour lesquels un fonctionnement continu ou sur demande est
impératif. Aucune période d'arrét du matériel ne peut étre tolérée, il est possible que I'environ-
nement d'utilisation finale soit exceptionnellement difficile et il faut que le majériel fonctionne sur
commarnde, comme c'est le cas pour les systémes d'aide a la vie et autres systémes d'urgence.

4.4 De¢fauts et indicateurs de déviation de processus (PDI)

Le tabldau 2 répertorie les défauts inacceptables et nécessitant des_di [ xemple,
retouchegs, réparations). Le fabricant est chargé d'identifier d'atitres peai 3 t de les
considéfer comme des additions au tableau 2. Il convient de ecis sur
le schéma de montage. Tout ce qui ne reléeve pas des défauts i 1?5 dans
le tablequ 2, des anomalies et des écarts par rapport alx exige nsidéré
comme rve son
appariti

45 E

La prés dans le
cadre d : brication
utilisés |pour produire les ¢ ; ' e. Afin
d'établir] la relation entre {a gesti S ives au
produit i ! ie,|lés stratégies de mise en oeuvre, I¢s outils
et les techniques en i ' u de la

variable| spécifique.co \ g e l'utilisateur donne son accord, il est pgrmis au
fabricar]t de ne q'é j qualité,
tels qu'{ls sont déefi ive qu'il
existe up pland '

e’ la présente spécification doivent étre imposées par|chaque
ous les contrats de sous-traitance ou commandes applicaples. Le
w’'ne doivent imposer ou autoriser aucune variation par rappqrt a ces
exigencps sur gntrats de sous-traitance ou sur les commandes autres qué celles

Sauf spécification contraire, les exigences de la présente spécification ne sont pas imposées a
la fourniture d'ensembles ou sous-ensembles directement disponibles (sur catalogue) (voir 14.3).
Cependant, il n'est pas exclu que le fabricant de ces articles s'y conforme selon les cas.

4.7 Conceptions physiques

Certaines exigences relatives a la conception de la structure et de la disposition sont fournies
dans les paragraphes suivants.
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Level B:

Dedicated service electronic products

Includes communications equipment, sophisticated business machines, and instruments where
high performance and extended life is required, and for which uninterrupted service is desired
but not mandatory. Typically the end-use environment would not cause failures.

Level C:

High performance electronic products

Includes all equipment where continued performance or performance-on-demand is mandatory.
Equipment downtime cannot be tolerated, end-use environment may be uncommonly harsh,
and the equipment must function when required, such as life support systems and other critical

systems:

44 D

Table 2
The ma
concern
Other tH
requirer
occurre

45 P

This sf

implemegntation and evaluation of the

electrica
techniq
operatid
end-pro

exempt|from performing afice evaluations and inspections, de
this sp4cification gctive idenge of a comprehensive and current co
improvelment pI@a 24

46 R

The applicab [ )f this specification shall be imposed by each manufag
supplier i 3 racts and purchase orders. The manufacturer or supp
not imp riation from these requirements on subcontracts or purchas

other th

Unless
procure

bfects and process deviation indicators (PDIs)

nents are considered as process indicator
ce is observed. Disposition of process indic

ocess control requirements

ecification requires the use

1l and electronic assemblies. (The philosgpk plementation strategies, tg
es may be appli ent nc dépending on the specific ¢
n, or variable iony._tb

ents \The\ manufa

Huct requirem ject to agreement by the user,

ified, the requirements of this specification are not imposed
e-shelf (catalogue) assemblies or subassemblies (see 14.3). H

ir, etc.).
ditional
jrawing.

"shall"
N their

blanning
oldered
ols and
bmpany,

may be
tailed in
htinuous

turer or
ier shall
p orders

on the
owever,

the ma

£ 4 £ 2l Y ! <l <l HY
uraciurct UT U1 st 1T Tifay CUTTTPTY daos UTTINTU apgpuruprialc.

4.7 Physical designs

Some structural and layout design requirements are given in the following subclauses.
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4.7.1 Conceptions nouvelles

Il convient que la disposition de la carte imprimée ainsi que la structure mécanique et thermique
de I'ensemble électrique/électronique répondent, le cas échéant, & une norme de conception
appropriée (par exemple de la CEI 61188-5-1 a la CEl 61188-5-7) ou en fonction de I'approbation
de l'utilisateur. Quand un fabricant a la preuve évidente qu’une nouvelle implantation donnera un
produit fini de bonne qualité qui répondra aux exigences de la norme, il convient que l‘utilisateur
et le fabricant s’entendent sur les changements et changent I'implantation en conséquence.

4.7.2 Conceptions existantes

Les exigences de la présente spécification ne doivent pas constituer l'upique raison de
transforfner une conception actuelle approuvée. Cependant, Torsque des conceptiohs élec-
tronlqu s ou electrlques existantes sublssent des modlflcatlons ayant d S épercus |0 S sur la

recevanpt I'approbation de ['utilisateur doivent étre faites pour assurs 'té pratique
maximale. Toute proposition de changement de conception de 3 * goit étre
approuviée par l'utilisateur; cependant, méme lorsque les changemer ;\ce ent des
produity de bonne qualité conformes a cette spécificatio tilisateuk n'est pds dans
I'obligat|on d'accepter les changements proposés.

4.8 Suipports visuels

Les degdsins et illustrations sont représentés ici \ © i i Stati igences
écrites dle la présente spécification. L& i q i i

4.9 Copmpétence du personnel

4.9.1 [Compétence au nive

au de la co ce
Le serv|ce de conception™doit docume&nmt’s prouvant que l'ensemble du personnel
technigye a recu une ' ' A Tawcongeption. La formation doit étre donnée sans
tenir co
électriq

i 3 personnel vis-a-vis de la conception électronique/
e du pr ’ QC200012).

4.9.2 [Compéten
Avant d

es instructeurs, les opérateurs et le personnel de [contrble

doivent | é iveau des taches a réaliser. Une preuve objective e cette
compéte arveée et disponible pour réexamen. La preuve objective doit
comprel orts \de stage de formation aux fonctions applicables réalisées, lin essai
de confo igences de la présente spécification ainsi que les résu|tats de

contréle etence périodiques (voir ISO 9002).

4,10 Dgcharge électrostatigue (ESD)

Le programme de commande ESD doit étre conforme a la CEl 61340-5-1 et la CEl 61340-5-2.
Les procédures et leurs piéces justificatives, la commande de décharge électrostatique pour la
protection des piéces, composants, ensembles et matériels électriques et électroniques
sensibles a I'ESD doivent étre conservés durant les phases suivantes, sans que cela se limite
a ce qui suit:

a) laréception et I'essai des articles recgus;

b) le stockage et I'assemblage des cartes, composants et piéces;
c) la fabrication et la retouche;

d) le contrdle et les cycles d'essai;

e) le stockage et I'expédition du produit fini;

f) le transport et l'installation.
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4.7.1

New designs

The printed board layout and mechanical and thermal structure of the electrical/electronic
assembly should, where relevant, be based on an appropriate design standard (e.g. IEC 61188-5-1
to IEC 61188-5-7) or as approved by the user. When a manufacturer has objective evidence
that a revised layout will produce good end product quality that fulfils the requirements of this
standard, the user and manufacturer should agree on the changes, and the layout be modified

appropr

4.7.2

The requi

currentl

reviewe

manufa¢

iately.

Existing designs

l and user-approved changes made that allow for maximum, phrasticaNcompliay

i ificati i e edesign of a
approved design. However when existing electronic or electr'al de g
changeg that have an impact on hardware configuration, the desig ‘ o

the pro ture of
quality €

4.8 Visual aids

Line drgwings and illustrations are depicted herein tp agsist i i otetation of thg written

requirements of this specification. The written re

49 P

4.9.1

The deqi

of whet
(see I1S(

49.2
Prlor to
and be

applical
results ¢

4,10 E

The ES

oficiency of personnel

Design proficiency

bjective evidence shall include records of training
erformed, testing to the requirements of this specificat
of proficiency (see ISO 9002).

ectrostatic disgharge (ESD)

D control programme shall be in accordance with IEC 61340-5-1 and IEC 61

Spective
design

be pro-

—Objective evidence of that proficiency shall be mgintained

for the
on, and

B40-5-2.

Documented procedures, electrostatic discharge control for the protection of ESD sensitive
electrical and electronic parts, components, assemblies and equipment shall be maintained
during, but not limited to:

a) receipt and test of incoming items;

b) board, component and parts storage and kitting;

c) man

ufacturing and rework;

d) inspection and test cycles;

e) storage and shipping of completed product;

f) transport and installation.
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Les procédures d'analyse des défaillances résultant de I'ESD doivent étre documentées et étre
disponibles pour un réexamen par un inspecteur mandaté.

4.11 Installations

La propreté et les environnements ambiants dans toutes zones de travail doivent étre main-
tenus a des niveaux prévenant toute contamination ou détérioration des outils et des matériaux
de brasage ainsi que des surfaces a braser. Il doit étre interdit de manger, de boire et de
consommer du tabac ou des drogues sur le lieu de travail.

4.11.1 Contrbles de I'environnement

Il convignt de situer l'installation de brasage dans un espace clos, de ¢ température

et I'humjdité et de maintenir une pression positive.

4.11.2 [Fempérature et humidité

Quand Ifhumidité relative diminue pour atteindre 30 % ou mgi
contrbélg de décharge électrostatique est adéquat et que le hnt pour
conserver les performances du flux et des applicatigns surer le
confort |de l'opérateur et le maintien de la brasabijtité, i andé de maintenir la
tempérdture entre 18 °C et 30 °C et de ne pas depa i Pour la
gestion |[de processus, il convient d'évaluer la nétessige d/i dtrictives
au niveau de la température et de I'hupidité.

igr que le

4.11.3 Eclairage

L'éclairgge du plan de travail des poste Hoit étre

de 1 000 Im/m2 au minim

4.11.4 [Conditions sur|le

Pour les opérations
d'envirohnement qontr

nditions
culiéres

doivent |é ffets de
I'enviror

4.11.5

L'assemn piéces
propres formité avec les exigences relatives a la qualité de fonctiopnement
de la pn igurant dans la présente spécification. Si nécessaire, la clasge de la
piece pt 'objet d'un accord entre I'utilisateur et le fabricant.

4.12 Outils et matériel d’assemblage

Le fabricant est responsable du choix et de I'entretien des outils et du matériel utilisés lors de
la préparation et du brasage de composants et/ou de conducteurs. Les outils utilisés doivent
étre choisis et entretenus de facon que leur utilisation ne provoque aucun dommage. Il
convient de veiller a la propreté des outils et du matériel avant leur utilisation, de les maintenir
propres et d'éliminer les traces de saleté, de graisse, de flux, d'huile et de tout autre corps
étranger au cours de l'utilisation. Les fers a braser, le matériel et les systemes de brasage
doivent étre choisis et utilisés de facon a assurer le contr6le de la température et I'isolation
contre les surcharges électriques (EOS) et 'ESD (voir 4.10).


https://iecnorm.com/api/?name=94e5a7ab79d3d8cac0829a3751893709

61191-1 0 IEC:1998 - 21—

Procedures for analysis of failures arising from ESD shall be documented and be available for
review by an authorized inspectorate.

4.11 Facilities

Cleanliness and ambient environments in all work areas shall be maintained at levels that
prevent contamination or deterioration of soldering tools, materials and surfaces to be
soldered. Eating, drinking and use of tobacco products or illegal drugs shall be prohibited in the
work area.

4.11.1 Environmental controls

The solglering facility should be enclosed, temperature and humidity conirqlled, a melintained

at a pogjtive pressure.

4.11.2 [Ffemperature and humidity

for flux
and solderability
30 °C and thel| relative
for more rgstrictive

performpnce and solder paste applications.

maintenfance, the temperature should be maintained
humidity should not exceed 70 %.
temperdture and humidity limits should

4.11.3 Lighting

[llumination at the working surface

and inspection stations $hall be
1 000 Inp/m? minimum.

4.11.4 Field condition$

In field pperationgx\whe ontrolgdNenvironment conditions required by this spedification
cannot pe achi i &Ci autions shall be taken to maximize the guality of
solder donnection¥”g inimi ts of the uncontrolled environment on the operation
being pg¢rformed ontk

4.11.5
The ass eifonics may necessitate the use of clean rooms to ensure compliahce with
the end i ance requirements of this specification. If required, the flass of

clean rg regd upon between user and manufacturer.

4.12 Assembly tools and equipment

The manufacturer is responsible for the selection and maintenance of tools and equipment
used in the preparation and soldering of components and/or conductors. Tools used shall be
selected and maintained so that no damage results from their use. Tools and equipment should
be clean prior to use and be kept clean and free of dirt, grease, flux, oil and other foreign
matter during use. Soldering irons, equipment, and systems shall be chosen and employed to
provide temperature control and isolation from electrical overstress EOS or ESD (see 4.10).
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4.12.1 Contrble de processus

Si des contrbles de processus adaptés ne sont pas mis en place pour assurer la conformité
avec 4.12 et I'annexe A dans sa globalité, les exigences applicables détaillées de I'annexe A
doivent s'appliquer obligatoirement. Les outils et le matériel d’assemblage doivent étre utilisés
conformément & un processus documenté disponible pour un examen par l'utilisateur. Les
outils et le matériel d’assemblage doivent indiquer les parameétres du processus tels que cela
est décrit dans la documentation du processus.

5 Exigences relatives aux matériaux

Les matériaux utilisés pour les procédés de brasage stipulés dans la
doivent gtre conformes a ce qui est spécifié ci-aprés. Les matériaux et
n'étant Bventuellement pas compatibles avec certaines combinaisof
responsfable du choix de la combinaison de matériaux et de procéde
produitq acceptables.

ésente _spegification
esSHs-gpécifiés
ncanth\goit étre

‘obtenir des

5.1 Biasure

La com brasure
optionn ; alliages
assuran Ia durée de vie, la qualité de fonctionneme te ld fiabi i roduit si
toutes lgs autres conditions de la pres g 2 g spectées et si l'utilisateur et le
fabrica ilisation
du Sn6d

5.2  Flux

Le flux |doit faire l'objet du gsai [ 5 > z 190-1-1,
I''SO 94554 ou a une no i I i [

L = actjvité faibl

M = acfjivité moé:;

H = acfjvité i

Le flux ifisé pour le brasage des ensembles. Dans le cas| d'appli-
cations de flux n'est pas enlevé (pas nettoyé), il est recommmandé
d'utilise ridant aux exigences de 9.5.8 sans nettoyage (C00) (voif 9.5.2.1
et la CH

Les fluy aci inorganiques et les flux de type H peuvent étre utilisés pour I'étampge des
bornes,|des fI|S rigides et des composants scellés. Il n'est pas permis d'utiliser les flux acides
inorganiques pour le brasage des ensembles. Il est permis d'utiliser les flux de type H pour le

brasage des bornes, des fils rigides et des composants scellés s'ils s'integrent a un systéme

de fluxage, brasage, nettoyage et d'essai de propreté et si les conditions suivantes sont respectées:

a) l'usage est approuvé par l'utilisateur;

b) des données démontrant la conformité avec les exigences d'essai de l'annexe B sont
disponibles pour réexamen.

Quand le flux de type H est utilisé, le nettoyage est obligatoire.

Lorsqu'un flux liquide est utilisé avec d'autres flux, il doit étre chimiquement compatible avec
les autres flux et matériaux qui lui seront associés. Le flux d'une soudure a flux incorporé doit étre
conforme a ce paragraphe. Le pourcentage de flux dans une brasure a flux incorporé est optionnel.
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4.12.1 Process control

If suitable process controls are not in place to ensure compliance with 4.12 and the intent of
annex A, the relevant detailed requirements of annex A shall be mandatory. Assembly tools
and equipment shall be utilized in accordance with a documented process that is available for
user review. Assembly tools and equipment shall demonstrate process parameters as
described in the process documentation.

5 Materials requirements

5.1

Solder g forming
to ISO ce and
reliabilit] tion are
met and i that the
use of §

5.2 FI

Flux shall be tested and classified in accordance -1-1, hivalent,

L =low or no flux/flux re

M = moderate flux/flux r

H = hig

Types L residue
will not without
cleaning

Inorgan vire and
sealed .|Type H
fluxes oldering of terminals, solid wire and sealed componentis when
performpd asypart of\an Mtegrated fluxing, soldering, cleaning and cleanliness test sysiem and
either of the(following ¢onditions is met:

a) usage-ts-approved-by-the-user

b) data demonstrating compliance with the testing requirements of annex B is available for
review.

When type H flux is used, cleaning is mandatory.

When liquid flux is used in conjunction with other fluxes, it shall be chemically compatible with
the other fluxes and materials with which it will be used. The flux of cored solder shall be in
accordance with this subclause. The percentage of flux in cored solder is optional.
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5.3 Crémes a braser

Les composants de la creme a braser, de la poudre a braser et du flux doivent respecter les
exigences de 5.1 et 5.2 et il est recommandé de les évaluer conformément a I'lSO 12226-1 ou a la
CEI 61190-1-2 afin de satisfaire aux exigences relatives au processus d'assemblage (voir annexe D).

5.4 Préformes de brasage

Les préformes de brasage doivent respecter toutes les exigences applicables de 5.1 et 5.2.

5.5 Adhésifs

Les mafériaux adhésifs, isolants électriques, utilisés pour fixer les confposah{s mdntés en
surface) doivent respecter les exigences de la CEl 61190-1-5. Les magéri 8sifd utilisés
pour la|fixation des autres composants doivent étre appropriés a Datil coxgpatibles
avec I'agsemblage.

5.6 Agents nettoyants

Les agelnts nettoyants utilisés pour enlever les traces de i N4 ) aleté, de
flux et autres débris doivent étre choisis pour leur apti Sy 5 de flux dinsi que
d'autres| résidus et contaminants présents sous forme ) ent pas
dégraddgr les matériaux ou les piéces nettoyés e i Epondre
aux exigences de 9.5 relatives au nettoys

5.6.1

Les ag€ utes les
spécifications et références a ) I ttoyants
a conditjon qu'ils soient cgnv 3

L'utilisafion de solvants progressi &N par des accords internationaux, tel$ que le
1,1,1-trichloroéthanhe ( thyle>ou MCF) et les chlorofluorocarbones (GFC) qui
peuvent étre interdjt ing i réglementations locales ou régionales doit étre
évitée. |L'utilisatior d'ax lcools, terpénes, par exemple) doit respefter les
réglemgntations c are” de santé, de sécurité et les autres réglemgntations
relatived

57 R

Les exi Statlées Yconcernant les matériaux en polymeres sont définies dans les
paragra I

5.7.1 [Epargnes de brasure et masques localisés

Lorsqu'ils sont utilisés, les revétements d'épargne de brasure a base de polyméres doivent
respecter la CEl 61249-8-5, type A ou B, niveau C. Les revétements d'épargne de brasure en
polyméres et les masques temporaires, conformes a la CEl 61249-8-8, doivent également étre
réalisés dans un matériau qui:

a) ne réduit pas la brasabilité et ne dégrade ni le substrat ni le cablage imprimé;

b) limite la vague de brasage a la zone masquée;

c) est compatible, s'il reste en place, avec le matériau de base de la carte imprimée, le matériau
conducteur, les flux prévus, I'adhésif et les revétements enrobants appliqués par la suite;

d) peut s'il est temporaire, étre facilement éliminé sans qu'il n'en résulte de contamination résiduelle
préjudiciable a l'intégrité du revétement enrobant de la carte imprimée ou de I'ensemble.
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5.3 Solder paste
Solder paste, solder powder and flux constituents shall meet the requirements of 5.1 and 5.2

and should be evaluated in accordance with ISO 12226-1 or IEC 61190-1-2 to meet the assembly
process requirements (see annex D).

5.4 Preform solder

Preform solder shall meet all applicable requirements in 5.1 and 5.2.

5.5 Adhesives

compatiple with the assembly.

5.6 Cleaning agents

Cleaning agents used for the removal of grease, oil,
selected for their ability to remove flux residue, othg
The agénts shall not degrade the materials or the
assembly to meet the cleaning requirem

shall be

rmit the

5.6.1 [leaning agents selection

Cleanin ifications
and refd abilized
or inhibited.

Use of kolvents being| pha ' o ,1,1-tri oethane
(methyl|chlorofopm or can be
prohibitgd by so ( glcohols,
terpenes) shall comply v S.

5.7 Po¢lymeric cQatings

The detai PS.
5.7.1
When u | level C.

Polymel solder resist coatings and temporary maskants in accordance with IEC 61249-8-8 shall
also be of aTmateriatthat:

a) does not degrade solderability or the substrate material or printed wiring;
b) precludes solder flow to the masked area;

c) is compatible, if left in place, with printed board base material, conductive material, the
intended fluxes, adhesive and subsequently applied conformal coatings;

d) can, if temporary, be readily removed without post-removal residual contamination harmful
to the integrity of the printed board conformal coating, or assembly.
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5.7.2 Revétement enrobant et encapsulants

Les exigences relatives au revétement enrobant pour les ensembles, y compris le type de
revétement (c'est-a-dire le matériau) doivent se conformer au dessin d'assemblage approuvé.
S'il est utilisé, le revétement enrobant doit respecter la CEl 61249-8-1, la CEIl 61249-8-2, la
CEl 61249-8-3, la CEI 61249-8-4, ou la CEIl 61249-8-6. Le revétement de bord est optionnel,
sauf si une spécification contraire figure sur le dessin d'assemblage. Les encapsulants doivent
étre appropriés a l'application et doivent étre compatibles avec I'ensemble.

5.7.3 Ecarteurs (permanents et temporaires)

Les materiaux utilisées comme eécarteurs meécaniques doivent résister aux processus de
brasagd et il est recommandé qu'll permettent Te contréle des joints de brasureyoir-1B.1.2.2).
L'emplagement, la configuration et le matériau doivent étre spécifiés dosumlentation
appropr|ée.

5.8 Deénudeurs chimiques

Les solytions chimiques, pates et cremes utilisées pour dé ; iyent pas
endommager le fil. De plus, les fils doivent étre neutralisés.et u 3 minants
conformément aux instructions préconisées par le i asables

conformément a 6.2.

5.9 Dispositifs de brasage rétractablg

doivent
hformes
igences
ne sont

Les dispositifs de brasage rétractables
encapsuler la connexion de brasure. Le
aux instructions de travail détaillées
documentées sur un dessi
pas soumis aux exigences

6 Exigences relatives

mer aux
surer la
bnt étre

Les composants
exigences du do
confor
compati

NOTE - H

6.1 B

Le fourhi re responsable de la brasabilité des piéces, qui doit respgcter les
exigencps'/spécifiees et approuvées par le fabricant. Les composants électrpniques/

meécaniques—etles—fils—doivent—respecterles—exigences—elatives—a—a—brasabilite—slils sont

soumis a des essais conformément a la CEIl 61189-4 ou a une norme équivalente; les cartes
imprimées doivent respecter les exigences si elles sont soumises a des essais conformément
ala CEIl 61189-3 ou a une norme équivalente.

Avant d'accepter de stocker ou d'utiliser les piéces, le fabricant doit s'assurer que les pieces a
braser ont fait I'objet d'essais de brasabilité conformément a un plan d'échantillonnage et il doit
assurer la conformité avec les exigences de la spécification applicable relative a la brasabilité.
Il convient que [l'utilisateur précise la spécification prescrite, relative a la brasabilité.
Les conditions de stockage doivent se conformer a la classe 1K2 de la CEl 60721-3-1 et de
la CEIl 61760-2.
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5.7.2 Conformal coating and encapsulants

Conformal coating requirements for assemblies, including the type of coating (i.e. the material),
shall be as specified on the approved assembly drawing. When used, conformal coating
shall conform to either IEC 61249-8-1, IEC 61249-8-2, IEC 61249-8-3, IEC 61249-8-4 or
IEC 61249-8-6. Edge coating is optional unless otherwise specified on the assembly drawing.
Encapsulants shall be suitable for the application and shall be compatible with the assembly.

5.7.3 Spacers (permanent and temporary)

Materials used as mechanical stand-offs shall withstand soldering processes and should permit
inspectiopn_of the solder joints (see 13.1.2 2) | ocation, configuration and—material shall be
specifief in the appropriate documentation.

5.8 Chemical strippers

Chemical solutions pastes and creams used to strip solid wires ation to
the wire nce with
suppliers' recommended instructions, and shall be solderabde inva

5.9 Heat shrinkable soldering devices

Heat shri : solder
connectjon. i i inati ith detailed manufacturers'
work inp 3 on an
approve Cleaning

requirements of 9.3.

6 Components and pri

Electrorlic/mechanijcal [co 3 i [s of the
procurement d@ form ibili ssembly
manufag¢turer. Corpponen i C ble with
all materials and prg

NOTE - H

6.1 So¢lderability

e the responsibility of the supplier and shall meet the requifements
by the manufacturer. Electronic/mechanical components and wires
shall meget solderabilityy requirements when tested in accordance with IEC 61189-4 or equivalent;
printed poards shalmeet the requirements when tested in accordance with IEC 61189-3 or
equivalant

Prior to acceptance of parts for storage or use, the manufacturer shall ensure that the parts to
be soldered have been solderability tested in accordance with a sampling plan, and conform
to the requirements of the applicable solderability specification. The user should specify
the required solderability specification. Storage conditions shall comply with class 1K2 of
IEC 60721-3-1 and IEC 61760-2.
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6.1.1 Reconditionnement

Lorsque l'étamage et le contréle sont réalisés au cours du processus d'assemblage, cette
opération d'étamage est susceptible de remplacer I'essai de brasabilité (voir 6.2).

6.1.2 Essai de brasabilité des circuits sur substrats céramique

Les éléments métalliques des circuits sur substrats céramique doivent subir un essai de
brasabilité, comme le spécifie la CEI 61189-3 ou en appliqguant une méthode équivalente.

6.2 Maintien de la brasabilité

Le fabri¢ant doit assurer que tous les composants, sorties, fils, terminaisong et carxtes_ injprimées
répondgnt aux exigences de 6.1 sont brasables au début des opération brasageymanuelles
et/ou a|la machine. Le fabricant doit établir des procédures pe minniser la
dégraddtion de la brasabilité.

6.2.1 Préconditionnement

Le préc mersion
dans la

6.2.2

Afin de [minimi i ‘effriter ‘ rti€s dorées (par exemple les
terminai i N pri dans un
joint ne dloit pas excéder 1,4 % du volume (s6 ~ i joirft.

6.2.2.1 | Composants dorés

Le fabrigant doit prouve

a) que |toutes les sor evé des

surfaces a s re

b) que(la quanti ent des

limitg

6.2.2.2
L'étamage d } sons ne doit pas détériorer le composant. Il conviepht qu'un
double pro ge Yu une vague de brasage dynamique soit utilisé pour emlever la

Il est pefjmis de upprl ner le processus d'enlévement de la dorure pour les composants pour nontage
par troug estinés a étre fixés grace a des processus de brasage par immefsion, de
brasagelald vague, au jet ou a la traine, a condition que les exigences suivantes soient respeg¢tées:

a) l'épaisseur de la dorure est suffisante pour satisfaire aux exigences de brasabilité de 6.1;

b) le temps, la température et le volume de brasure sont suffisants, au cours du processus de
brasage, pour respecter les exigences de 6.2.2.

NOTE — Généralement, pour les plages d'accueil des cartes imprimés non dorées, la dorure ne s'effrite pas quand
son épaisseur sur une terminaison traversante est égale ou inférieure a 2,5 pm et la température du bain de
brasage supérieure a 240 °C.

6.2.2.3 Dorure sur une plage d’accueil de la carte imprimée

Le volume d'or déposé sur n'importe quel site de la carte imprimée prévu pour le brasage d'un
composant ou d’une terminaison ne doit pas étre la cause du non-respect des exigences de 6.2.2.

NOTE - Afin de respecter les limites de 6.2.2, il convient que I'épaisseur de la dorure n'excede pas 0,15 pm.
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6.1.1 Reconditioning

When tinning and inspection is performed as part of the assembly process, that tinning
operation can be used in lieu of solderability testing (see 6.2).

6.1.2 Solderability testing of ceramic boards

Metallic elements of ceramic printed boards shall be tested for solderability as specified in
IEC 61189-3, or by using an equivalent method.

6.2 Solderability maintenance

The mgnufacturer shall ensure that all components, leads, wiring, printed
boards which have met the requirements of 6.1 are solderable at and/or
maching soldering operations. The manufacturer shall establis $inimize
solderability degradation.

6.2.1 Preconditioning

Comporjent leads, terminations, and terminals may be {Te
to provigle solderability maintenance.

ot solder|dipped)

6.2.2 [Gold embrittlement of solder joint

To mini S G plated items (e.g. component

leads, p * d1,4%

of the v

6.2.2.1 | Gold on componrent a

The mapufacturer shall de

a) all gold-lf’lalt ( the gold
has peen othexwisé

b) the quantity o given in
6.2.1

6.2.2.2

Tinning -tinning

process|

The gol@l removal precess may be eliminated for through-hole components to be soldergd using
dip, waue, jpf ar drng :nldpring processes Ihrn\/irh:\d that:

a) sufficient gold thickness exists to meet the solderability requirements in 6.1;

b) sufficient time, temperature and solder volume exist during the soldering process to enable
the requirements of 6.2.2 to be met.

NOTE - For printed board lands that are not gold-plated, typically gold embrittlement does not occur when the gold
thickness on a through-hole lead is 2,5 um or less, and the solder bath temperature exceeds 240 °C.

6.2.2.3 Gold on printed board lands

The volume of gold deposited on any printed board land intended for soldering components or
terminals shall not cause the limits given in 6.2.2 to be violated.

NOTE — To meet the limits of 6.2.2, gold flash plating thickness should not exceed 0,15 pm.
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6.2.3 Etamage des piéces non brasables

Les sorties de composants et les cartes imprimées ne répondant pas aux exigences de
brasabilité désignées doivent étre retouchées par le biais d'un étamage par immersion dans la
brasure chauffée ou de toute autre méthode adaptée avant le brasage. Les piéces retouchées
doivent respecter les exigences de 6.1, hormis le vieillissement & la vapeur. Les zones de cables
étamées ne doivent pas dissimuler le ou les brins de cable sous la brasure. L'effet de meche de la
brasure sous lisolation du fil doit étre minimisé. Le cas échéant, des dissipateurs thermiques doivent
étre appliqués sur les sorties des piéces sensibles a la chaleur au cours de l'opération d'étamage.

6.3 Maintien de la pureté de la brasure

La bras{ire utilisée pour préconditionner 'enléevement de Ta dorure, étamer{les pi pour le
brasagd a la machine doit étre analysée, remplacée ou complété pgquence
permettant de respecter les limites spécifiées dans le tableau 1. 1l g miner la
fréquenge d'analyse sur la base de données historiques ou d'aRal Si la
contamination dépasse les limites comprises dans le tableau 1 pgur_les i valle de
rempla({;ment ou de remplissage doit étre réduit. Les rappor \ Itats de

toutes les analyses et de [l'utilisation du bain de brasage e totale
d'utilisation, la quantité prescrite de brasure de remplace ijent étre
conservgs pour chaque systeme de processus (voir 4.
Tableau 1 — Limites de contamimgtion laron
limite maximale de con |nat| polrce a se) b)
Contaminant Brasure pouNe p m‘ emen Brasure pour I'assemplage
(étanrage du fil sort (pot, vague, etcl)

Cluivre ,750¢) 0,300

ar 0,200

Cladmium 0,005

Z|nc 0,005

Ajuminium 08 0,006

Antimoine 0,500

F 0,020 0,020

A 0,030 0,030

B 0,250 0,250

A 0,750 0,100

N 0,020 0,010

Pplladium 0,004 0,004

a) La terleur(en étain du bain de brasage doit varier entre +1,5 % de la valeur nominale pour la brasure spécifiée

vée 2 la méamg fréauence gue pnour les contaminants de cuivre ot gr 1 'dauilibre dur bain doit 8tde réalisé
et es al g réalisé

avec du plomb ou I'un des éléments listés ci-dessus..

b) La quantité totale de contaminants de cuivre, or, cadmium, zinc et aluminium ne doit pas dépasser 0,4 % pour
le brasage d'ensemble.

¢ Non applicable pour Sn62Pb36Ag2; limites comprises entre 1,75 % et 2,25 %.
d) Non applicable pour les processus utilisant le Sn60Pb38Bi2 (alliage 19/ISO 9453) pour la fixation.

e) Pour I'étamage des composants a faible pas de sortie, il convient que le pourcentage de cuivre ne dépasse
pas 0,300 %.
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6.2.3 Tinning of non-solderable parts

Component leads, terminations and printed boards not meeting the designated solderability
requirements shall be reworked by hot solder dip tinning or other suitable methods prior to
soldering. The reworked parts shall conform to the requirements of 6.1, less steam ageing.
Tinned areas of wires shall not conceal the wire strand(s) with solder. Wicking of solder under
wire insulation shall be minimized. When required, heat sinks shall be applied to leads of heat-
sensitive parts during the tinning operation.

6.3 Solder purity maintenance

Solder ysed for preconditioning gold remaoval, tinning of parts, and machine—saldering shall be
analyzefl, replaced or replenished at a frequency to ensure compliance wjth the lirqi pecified
in table[1. The frequency of analysis should be determined on the bagi i i data or
monthly| analyses. If contamination exceeds the limits of table ben the
analyseg, replacement or replenishment shall be shortened. Recor %ults of
all anal t solder
required

maximum contaminant limit (perceptage by wei

@)
Contaminant econm\/( O > Assembly soldering
@w e tinnimg) ’\, (pot, wave, etc.
Clopper o€ \/ 0,300
Gold 0,200
Cadmium 8 0,005
Z|nc 0,005
Ajuminum 0,006
Aptimony 0,500
Irpn Q 0,020
Afsenic 0,030 0,030
Bjsmuth 9 0,250 0,250
Sjlver © 0,750 0,100
Nickel 0,020 0,010
P 0,004 0,004
a) The ti Wbath shall be within +1,5 % of nominal for the solder specified and testgd at the
same as tested for copper/gold contamination. The balance of bath shall be lead or the items listed

above)

b) The tdtallof copper, gold, cadmium, zinc and aluminum contaminants shall not exceed 0,4 % for assembly
soldertros

¢) Not applicable for Sn62Pb36Ag2; limits to be 1,75 % to 2,25 %.
d) Not applicable for processes using Sn60Pb38Bi2 (alloy 19/ISO 9453) for attachment.

&) When tinning fine-pitch leaded devices, the copper ratio should not exceed 0,300 %.
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6.4 Préparation des sorties

Les exigences détaillées relatives a la formation et la préparation des sorties sont décrites
dans les paragraphes suivants.

6.4.1 Formation des sorties

Le processus de formation des sorties ne doit pas endommager les connexions internes des
composants. De plus, les corps des composants, les sorties et les joints des sorties ne doivent
subir aucune dégradation en dessous des exigences de la spécification relative aux compo-
sants de base.

6.4.2 Limites de formation des sorties

Que les|sorties soient formées manuellement ou en utilisant une ma ice, les
composphnts ne doivent pas étre montés si la sortie de composan ples ou
une défprmation non désirées au niveau des zones transversale sortie.

L'exposition du métal de I'ame est acceptable si le défaut n’affe surface
de la zone a braser de la sortie. Le métal de base expose-dan Q : rtie doit

étre conlsidéré comme un indicateur de processus.

7 EXxigences relatives au process

Les pa gu montage des bornes, des
compospnts mécaniques et électronig i les cartes imprimées ainsi que
d'autres| structures d' assemblage etd' i 3). Sur les ensembles faisanf] appel a

des technigues mixtes de s t recommandé de monter les| compo-
sants a frous traversants su S nprimee. Il est permis de monter les conpposants
montés en surface sur . ‘ensemble ou sur les deux cdtés a la fois.

Quand |es rest@s i geption imposent ['utilisation de compogants ne
supportant pas S ; i iculier, il fauf que le
montagy pération
distinctq. raseés et

ou un r a , les dispositions appfopriées
doivent |é les résidus de flux. Le cas échéant, les ensembles| doivent
étre nettoyés\apresahayue ovpération de brasage de facon que les opérations ultériqures de
placemd age ne soient pas perturbées du fait de la contamination (voir 'article 9).

La propreté”des bornes, des sorties des composants, des conducteurs et des surfaces de
cablage Tmprimees iISante pour assurer la brasabilite et fa compatibilite avec les
processus ultérieurs. Le nettoyage ne doit pas endommager les composants, les sorties des
composants, les conducteurs ou les marquages.

7.2 Marquages des pieces et désignations de référence

Les marquages des piéces et les désignations de référence doivent étre lisibles et les
composants doivent étre montés de telle fagon que les marquages soient visibles.
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6.4 Lead preparation

The detailed requirements for lead forming and preparation are described in the following
subclauses.

6.4.1 Lead forming

The lead forming process shall not damage connections internal to components. In addition,
component bodies, leads and lead seals shall not be degraded below the basic component
specification requirements.

642 Cad fUIIII;IIU Iilllitb

Whethef leads are formed manually or by machine or die, compone mounted
if the cdmponent lead has unwanted nicks or deformation in crosszSettignal geeding
10 % of|the lead.

Exposed core metal is acceptable if the defect does not affe Iderable
surface |area of the lead. Occurrence of exposed basis he lead
shall be|treated as a process indicator.

7 Asgembly process requirements

The follpwing subclauses deal with the Chanical
and eleg¢tronic components, and wires tg necting
structures (P&IS). On assemblies using m tLgh-hoIe
compon ounted
compon

When design restrictign 3 iNg mponents incapable of withstanding Soldering
tempers ' uch components must be mounted and $oldered
to the a an assembly sequence where certain con;]ponents
are mou itional mounting and soldering, the approprigte steps
shall be residues. If applicable, assemblies shall be |cleaned
after eal that/subsequent placement and soldering operationg are not
impaired by co

7.1 CJg

The clepnline ermirfals, component leads, conductors, and printed wiring surfages shall
be sufficient to e solderability and compatibility with subsequent processes. ¢leaning
shall nof damage the’components, component leads, conductors or markings.

7.2 Part markings and reference designations

Part markings and reference designations shall be legible and components shall be mounted in
such a manner that markings are visible.
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7.3 Contours des connexions de brasure

Les conceptions utilisant des contours de connexion de brasure spéciaux pour compenser les
désadaptations dues au coefficient de dilatation thermique (CTE) doivent étre identifiées sur le
dessin d'assemblage approuvé. La technique de montage doit pouvoir étre appliquée avec une
connexion de brasure répondant aux exigences de 10.2.

7.4 Pieges d'humidité

Dans la limite des contraintes imposées par le composant et par la conception de la piece, les
piéces et composants doivent étre montés afin de prévenir la formation de pieges d'humidité.

7.5 Dissipation thermique

Lorsqu'nt)ne dissipation de chaleur est prescrite par lI'assemblage, lesg\exigence ijves a la

compatipilité des matériaux de l'article 5 doivent étre suivies.

8 Exigences relatives au brasage d'un ensemble

Les exigences détaillées relatives aux processus de/b ' ou” automatigés sont

définies|dans les paragraphes suivants.

8.1 Genéralités

Les prgcessus de brasage, tels qu'ils e doivent provoquell aucun
endommagement des composants ou dg

8.1.1 Entretien de la ma

Les maghines utilisées e duyprocessus de brasage doivent étre entretepues de
maniergd a assurer ficacité correspondant aux paramétres de
ent original.

conceptjon étab@r
Les profédures emes™c maintenance doivent étre documentés afin de pgermettre
de reprqduire le pr

8.1.2 Mani

Les pie¢ aniptlées de maniére a éviter 'endommagement des sortigs et les
opérati dressement des sorties. Une fois que les piéces sont montées sur
les cartps 1 . semble, avant le brasage, doit étre manipulé, transporté (manuel-
lement pu pafititermegdiaire d'un transporteur) et traité de maniére a prévenir tout mojyivement
suscept|ble, d‘affecterla formation de connexions de brasure acceptables. Aprés la réplisation
des opdrations de brasage, I'ensemble doit étre suffisamment refroidi pour que la brgsure se
solidifie avant d'autres manipulations afin d'éviter la fissuration a chaud de la soudure.

8.1.3 Préchauffage

Il convient de préchauffer les ensembles pour diminuer la présence de solvants volatils avant
le brasage, pour réduire les différences de température sur les cartes, pour réduire le choc
thermique pour les cartes et composants, pour améliorer I'écoulement de la vague de brasage
et réduire la durée de passage dans la brasure en fusion. L'exposition a la température de
préchauffage ne doit provoquer aucune dégradation des cartes imprimées, des composants ou
des performances de brasage.
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7.3 Solder connection contours

Designs that utilize special solder connection contours as a part of a coefficient of thermal
expansion (CTE) mismatch compensation system shall be identified on the approved assembly
drawing. The mounting technique shall be capable of performing with a solder connection that
meets the requirements of 10.2.

7.4  Moisture traps

Within the constraints imposed by component and part design, parts and components shall be
mounted to preclude the formation of moisture traps.

7.5 Thermal dissipation

When hleat dissipation is required by the assembly, the material co

ents of
clause 3 shall be followed. $

)

8 Asgembly soldering requirements

The defailed requirements for manual and machine es are definefl in the

following subclauses.

8.1 General

Solderin i g » damage to the compoments or
assemb

8.1.1

Machine sotdering all be—mrfaintained to assure capability and efficiency
commensurate wij S \ i irer.
Mainten pducible
process

8.1.2

Parts sH manner to preclude damage to terminations and to avoid the need
for subs tening operations. Once parts are mounted on printed bodrds, the

assemb to soldefing shall be handled, transported (e.g. by hand or conveyor) and
processgd i r to preclude movement which would affect detrimentally formation of
ledsolder connections. After soldering operations have been performed, the agsembly
TCi i Tofi i ' vent hot

cracking of the solder.

8.1.3 Preheating

Assemblies should be preheated to minimize the presence of volatile solvents prior to
soldering, to reduce the temperature differences across the board, to reduce thermal shock to
boards and components, to improve solder flow, and to reduce the molten solder dwell time.
The preheat temperature exposure shall not degrade printed boards, components, or soldering
performance.
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8.1.4 Supports

Les matériaux, la conception et la configuration des supports utilisés pour le transport des cartes
imprimées tout au long de la chaine d'assemblage ne doivent provoquer aucune diminution de la
brasabilité, aucune dégradation de la carte, de la piéce ou du composant, ou aucun dommage
électrostatique (ESD) sur les composants.

8.1.5 Maintien en position basse des sorties de montage en surface

Les sorties courtes, rigides ou épaisses de dispositifs montés en surface ne doivent pas étre
maintenues en position basse sous la contrainte (par des sondes, par exemple) durant la
solidification de telle maniére que la fiabilit¢é soit réduite par les contraintes initiales en
résultanft. T est recommandé que Te systeme de refusion par résistance/ (par-exemple élec-
trodes garalléles, électrode courte, transfert thermique) ne fasse pas d sowjes| de plus
de deux fois I'épaisseur de la sortie. Pour les sorties courtes ou épal Avi que la
déviatioh soit inférieure a deux fois I'épaisseur de la sortie.

NOTE - lUes essais ont montré qu'une contrainte initiale supérieure a 1,4 N/r pale de la

connexior) de brasure au fil du temps.

8.1.6 Application de chaleur

Les éléments a braser doivent étre chauffés suffisa e une fusion tptale de

la brasure et le mouillage sur la surface brasée.

8.1.7 Refroidissement

La conn aiate préjudiciable au coufs de la
solidific refroidissement contrdlé ayec des
process

82 B

Les exigences o ¥ ions de brasage par refusion sont définies dans
les pardgraphe . i e atho de refusion de brasure utilisées pour lg| fixation
des dispositifs - Mtilise entre autres l'infrarouge, la phase vapeur, la
convect i . thermode (barre chaude) ou la conduction. Il fonvient
gu'elles|pré !

a) capd age contrélé aux ensembles de cablage imprimés;

b) capdci et et de maintenir les températures de brasage pour des valeurs de
mas igues de \composants et des tailles de joints de brasure comprises entre £5 °C de
leur i turey tout au long de la production de brasage continu prescrit;

c) posgibili N respectant les contraintes imposées par les exigences de limitatipns des
chod i s/de chauffer rapidement les surfaces a joindre et de les refroidir gnsuite;

d) minimisation des effets de masquage et de couleur sur les taux de chauffage des
composants individuels.

8.2.1 Déroulement du processus pour le brasage par refusion

Les fabricants doivent établir et entretenir un processus de brasage par refusion reproductible dans
les limites définies pour I'équipement dudit processus. Une instruction relative & un processus de
brasage par refusion doit également étre créée et maintenue. Le fabricant doit réaliser les opé-
rations de brasage par refusion conformément a l'instruction relative & ce processus. Le processus
doit inclure au minimum un ensemble de valeurs de temps/température reproductible comprenant
'opération de séchage/dégazage (si nécessaire), l'opération de préchauffage (si nécessaire),
l'opération de refusion de la brasure ainsi qu'une opération de refroidissement. Il est permis
d'intégrer ces étapes dans un systéme global ou en série ou de les réaliser par le biais d'une série
d'opérations distinctes. Si le profil temps/température est ajusté pour différents assemblages de
cartes imprimées ou d’autres variations d’assemblage, le réglage a utiliser doit étre documenté.
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8.1.4 Carriers

Carriers used for the transport of printed boards through the assembly line shall be of such
material, design, and configuration that they will not impair solderability or cause board, part or
component degradation or electrostatic damage (ESD) to components.

8.1.5 Hold down of surface mount leads

Short, stiff or thick surface mounted device leads shall not be held down under stress (e.g. by
probes) during solder solidification so that the resulting initial stresses decrease reliability. The
resistance reflow system (e.g. parallel gap, shorted batr, thermal transfer) should not deflect the
leads mare ( ould be

NOTE - he solder

The elgments to be soldered shall be sufficiently heated LS ing of the
solder and wetting of the surface being soldered.

8.1.7 [ooling

The con s 5 at any

time dufi idificati . t g cooling may be used with doclimented

processes.

8.2 Reflow soldering

The defailed require 30fdering ) operations are defined in the following

subclaupes. Methods for AL include,
hot bar)

but are hot I|m|t i
or conduiction. 3

a) the

b) the antl maintain the soldering temperatures for the nange of
com and solder joint sizes to within £5 °C of their selected
tem hro ghout the span of the required continuous soldering prpduction
run;

c) with f thermal shock limitation requirements, to heat rapidly the $urfaces
to be¢ joine d toycool them thereafter;

d) to mjnimize the effects of shadowing and colour on individual component heating rafes.

8.2.1 Process development for reflow soldering

Manufacturers shall establish and maintain a reflow soldering process that is repeatable within
limits defined for the process equipment. A reflow soldering process instruction shall also
be developed and maintained. The manufacturer shall perform the reflow soldering operations
in accordance with this process instruction. The process shall include, as a minimum, a
reproducible time/temperature envelope including the drying/degassing operation (when
required), preheating operation (when required), solder reflow operation, and a cooling
operation. These steps may be part of an integral or in-line system or may be accomplished by
a series of separate operations. If the temperature-time profile is adjusted for a different
printed wiring assembly, or another assembly variation, the setting to be used shall be
documented.
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8.2.2 Application du flux

Le flux, s'il est utilisé, doit étre appliqué avant la formation par brasure de la connexion finale. Il

est permis d'utiliser le flux comme élément constitutif de la creme & braser ou de la préforme de

brasure. Il est permis d'utiliser tout flux répondant aux exigences de 5.2 a condition que:

a) le flux ou la combinaison de flux n‘endommage pas les piéces;

b) les processus ultérieurs de nettoyage (si nécessaire) soient suffisants pour respecter les
exigences de propreté de l'article 9 et ne soient pas préjudiciables au produit.

8.2.3 Application de brasure

On doit re pour
assurer dre aux
exigences de fabrication en fin de processus.

8.2.3.1 | Application de la créme a braser

Les mé posants
montés g seérigraphie, la

diffusior
la recor

g€ manipul¢e selon
y résultat. 1l fonvient

d'éviter &me a braser gxposée
pendant en fonction du matériau).
8.2.3.2

Les pla 5 e\peuvent étre revétues d'une jquantité

a) le pl

b) I'imgression a'pate a braser suivie d'un processus de prasage
par refusion. ent des
past]

c) l'apd

d) Il'apgli
solid

brasure

Les car tes:

a) la bfasure “appliqué avec la
plage-daccueil pour composant monté en surface;

b) I'épaisseur de brasure appliquée est suffisante pour obtenir un joint de brasure par refusion
de bonne qualité;

c) la brasure est appliquée avec une précision suffisante sur la plage d'accueil du composant
monté en surface,;

d) la planéité de la brasure déposée doit étre adaptée au composant applicable. Les dispo-
sitifs présentant par exemple des pas réduits exigent une planéité plus marquée que la
plupart des autres composants.

La quantité de brasure doit étre spécifiée.
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8.2.2 Flux application

Flux, when used, shall be applied prior to formation of the final solder connection. Flux may be
a constituent of the solder paste or preform solder. Any flux meeting the requirements of 5.2

may be used provided that:

a) the flux or combination of fluxes does not damage parts;

b) the subsequent cleaning processes (if required) shall be sufficient to comply with the

cleanliness requirements in clause 9 and not be detrimental to the product.

8.2.3 Solder application

Enough| solder shall be applied to components or boards or both to
quantity|is in place during reflow to meet the end point workmanship redui

8.2.3.1 | Solder paste application

Method$ for applying solder paste on surface mount land pattexn areas i

by the 1 mixing ¢
paste e grial) with fred
should e avoided.

8.2.3.2

Surface d wi ned amount of solder during the

board manufacturing process.

Different methods of sold&
a) plating of Sn-Pb;
b) screen or stpr

can pe used Y'Q
c) appl
d) appl

The cha older deposit on land patterns are the following:

3 plated or molten intermetallic bond to the surface mountin

ufficient

are not
handled
f solder
h paste

printed

process

) device

d) the flatness of deposited solder shall be suitable for the applicable component, for example

fine pitch devices require better flatness than most other components.

The amount of the solder shall be specified.


https://iecnorm.com/api/?name=94e5a7ab79d3d8cac0829a3751893709

- 40 - 61191-1 0 CEI:1998

8.3 Brasage a la machine autre que la refusion (immersion)

Les exigences détaillées relatives au brasage a la machine effectué non par refusion mais par
immersion sont définies dans les paragraphes suivants. Il est recommandé que ces systémes
de brasage présentent:

a) la capacité d'appliquer du flux a tous les points nécessitant un flux;

b) la capacité d'appliquer un préchauffage contrdlé sur les ensembles de cartes imprimées;

c) la capacité thermique de maintenir la température de brasage a la surface de I'ensemble
avec une variation de =5 °C par rapport a la température choisie, durant toute la production
de brasage continu prescrite;

d) la pq
dec

Fmiques,

ssibilité, en respectant Ies contralntes des eX|gences de limitation dés choss the

e) uneg ouillage
dans es.

8.3.1

Le fabr Esus  de
brasage matériel
associé Bfinir la
tempérs nent, la
fréqueng analyse
du flux guence d'analyse du|bain de

brasage. Si l'une ou l'autre des caractgristig 1ées ci-dessus est adapt¢e a un
ensemb in différents, ou a un autre [élément
d'identif]

8.3.2 PBéchage/dégazage

Avant l¢ brasage, il numidité

préjudicjable ou

8.3.3 i iti

Les dis gs techniques utilisés pour maintenir les piéces et les
compos née tout au long des phases de préchauffage, de flujage, de
brasage e doivent pas contaminer, endommager ou dégrader lefs cartes
imprimé les matériaux ou les techniques doivent étre
adaptés posmonnement des composants et doivent permettre le passage
de la vé brasage “au travers des trous traversants métallisés et/ou sur les zophes des
bornes.

8.3.4 Application du flux

Le flux utilisé doit former un revétement sur la surface a braser. Le flux doit étre dilué avec un
matériau recommandé par le fournisseur du flux de facon a respecter les exigences relatives a
l'application du flux. Le flux doit étre suffisamment séché, avant le brasage, pour éviter les
projections de brasure.

8.3.5 Bain de brasage

Il convient que le bain de brasage utilisant les compositions de brasage définies en 5.1 soit
maintenu a une température comprise entre 230 °C et 280 °C. Pour les alliages différents de
ceux cités en 5.1, il n'est pas exclu que d'autres écarts de température soient prescrits. Pour
tous les alliages, il convient d'accepter une tolérance de =5 °C. Cette tolérance ne doit pas
placer la température au-dela des limites établies.
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8.3 Mechanized immersion soldering (non-reflow)

The detailed requirements for immersion non-reflow machine soldering are defined in the
following subclauses. These soldering systems should provide:

a) the capability to apply flux to all points requiring flux;

b) the capability to apply controlled pre-heat to printed board assemblies;

c) the thermal capacity to maintain the soldering temperature at the assembly surface to
within 5 °C of the selected temperature, throughout the span of the required continuous
soldering production run;

d) with

n the constraints of thermal shock limitation requirements, to heaithe surfaces to be

joing
e) suffi
nook

8.3.1

The m

the pro
solderin
solder

frequen
solder t:
printed
be utiliz

8.3.2

Prior to

volatiled.

8.3.3
Devices|
through
degradd

through

8.3.4

The flux

d in a controlled manner, and to cool them thereafter;

cient mechanical energy to minimize shadowing effects and

equipment.

g machine, these procedures, as a minimu preheat temp

emperature, rate of travel, frequency
Cy and method of flux analysi

bd shall be identified.

Drying/degassing

soldering, th

inal areas.

Used shall Térm a coating on the surface to be soldered. The flux shall be thin

b in the

ess and
For the
erature,
ements,
ency of
Hifferent
ptting to

d other

d board
hage or

shall be
t positioning, and shall permit solder flow through plated

hed with

the flux

materia

r maraandad by, tl flinn, oiinmnlior oo PEP-WNIWER PV + ra-fH-HEara-entia £
TCCOTTTITCTIOC U Oy thiC oA~ StUpP Pt as nettssary o et arcTeqummCiTeTits Ot

application. The flux shall be dried sufficiently before soldering to prevent solder spatter.

8.3.5 Solder bath

The solder bath using the solder compositions defined in 5.1 should be maintained at a
temperature within the range of 230 °C to 280 °C. For alloys other than those cited in 5.1, other
temperature ranges may be required. For all alloys, the nominal temperature should have a
tolerance of 5 °C. This tolerance shall not put the bath temperature outside the established limits.
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La température et la durée de contact entre I'ensemble et la brasure doit dépendre de facteurs
tels que le préchauffage, I'épaisseur de la carte, le nombre et la taille des contacts et
conducteurs ainsi que du type de piéces. La période d'exposition d'une carte imprimée a un
bain de brasage doit étre limitée a une durée ne provoquant aucun dommage sur la carte
imprimée ou les composants montés.

8.3.5.1 Entretien du bain de brasage

La pureté du bain de brasage au cours du brasage a la machine des ensembles de cartes
imprimées doit étre maintenue conformément a 6.3 et aux procédures suivantes:

a) les déchets doivent étre éliminés du bain de brasage de facon a garantirque des déchets
ne soient pas en contact avec les articles brasés. Les méthodds autematiques ou
manpelles sont acceptables pour I'élimination des déchets;

b) il esf admis que les huiles de brasage soient mélangées a la bragure ses a la
surface de la vague de brasage ou appliquées a la surface ou du
bain| de brasage. Il est recommandé de contrbler le nive venir le
mélange d'huile dans les joints de brasure solidifiés;

c) la brasure dans les machines de brasage doit étre™a 8 base néguliere

conformément a 6.3.

8.4 Bfasage manuel

Les exigences détaillées relatives au bra

8.4.1 PBrasage manuel sans refusion
8.4.1.1 | Application du flux

S'il est witilisé, le flux liquide dvj K 'ugr es/Surfaces a joindre, avant I'applicption de
chaleur] Il convient d'gvi isati ¢ ité excessive de flux. Si l'on utilise une
brasure|a flux incorporéy celte-ci doi cée dans une position permettant auf flux de
couler gt de couy, 8| é ahnhexion tandis que la brasure fond. Si I'on utilis¢ un flux
liguide pxterne ~ brasures a flux incorporé, les flux doivent étre
compatiples.

8.4.1.2

Une poi oduite a
la joncti es avoir
appliqu le transfert de chaleur, il convient d'appliquer la brasure sur Ie joint et
non la pointecdu>fer\a braser. La brasure doit seulement étre appliquée sur un c6té q'un trou

necessﬂent un prechauffage pour éviter un endommagement des composants.

8.4.1.3 Dissipateurs thermiques

Lorsqu'un brasage manuel est pratiqué prés du corps de dispositifs sensibles a la chaleur, il
convient qu'un dissipateur thermique soit utilisé entre la pointe du fer a braser et le corps du
composant de facon a limiter la vague de chaleur dans le composant.

8.4.1.4 Remontées d'étain

Des remontées d'étain limitées sont permises au cours du brasage de fils. Les remontées
d'étain ne doivent pas s'étendre a une portion du fil qui, selon les exigences, doit rester flexible.
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The temperature and time of contact between the assembly and the solder shall be dependent
upon such factors as preheating, thickness of the board, number and size of contacts or
conductors, and the type of parts. The period of exposure of any printed board to a solder bath
shall be limited to a duration which will not cause damage to the board or components mounted
thereon.

8.3.5.1 Solder bath maintenance

Solder bath purity in machine soldering of printed board assemblies shall be maintained in
accordance with 6.3 and the following procedures:

a) dros
cont
acce

b) soldg
soldp
be c

c) soldg

8.4 Mpnual/hand soldering

The detpiled requirements for manual/hand sold auses.

8.4.1 Non-reflow manual soldering

8.4.1.1 | Flux application

If used, of heat.
The ussg ced in a
position r melts.
When shall be
compati
8.4.1.2

A well-ti
of the ti
transfer

be_applied to the joint and the solder introduced at the [junction
aximum heat transfer. After applying heat and achieving heat
e_dpplied to the joint and not the soldering iron tip. Solder shall
only be e of a plated through-hole. The temperature of the soldering|tip shall
not exc orking temperature for the solder alloy being used. Heat [may be
applied to bothusi of the plated through-hole. Some hand soldering applications may require
preheating,to prevent damage to components.

8.4.1.3 Heat sinks

When hand soldering is being carried out close to the body of heat-sensitive devices, a heat
sink should be used between the soldering iron tip and the component body as necessary to
restrict heat flow into the component.

8.4.1.4 Solder wicking

Limited solder wicking during soldering of wire is permissible. Solder wicking shall not extend
to a portion of the wire which is required to remain flexible.
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8.4.2 Brasage manuel par refusion
8.4.2.1 Applications de brasure

Une quantité de brasure suffisante doit étre appliquée sur les composants ou les cartes, ou sur
les deux afin d'assurer que la quantité présente est suffisante lors de la refusion pour répondre
aux exigences du produit fini. Parmi les méthodes d'application de la brasure, on distingue
I'application & la seringue, le transfert d'étain, la créme a braser, ou l'utilisation de fil ou de
préformes de soudure. Les réseaux de plages d’accueil sur lesquels la brasure est appliquée
doivent étre propres avant l'utilisation de méthodes par refusion pour 'application de brasure.

8.4.2.2 Méthodes de refusion

Les fabticants doivent établir un processus de brasage par refusion
limites @éfinies pour le matériel de refusion pour le brasage manuel

chaud, iInfrarouge). Les instructions relatives au processus de refugio
et entrefenues et doivent étre réalisées conformément a ces instrdctions

Le procgssus doit présenter, au minimum, une enveloppe temps-t
une operatlon de séchage/dégazage (si nécessaire). Parmi
pistolets|a air/gaz chaud, les fers a braser, la barre chaude

irent les
er.

8.4.2.3 | Blindage

Lorsqu'gin adéquat
de fagon endom-
mageés

9 Exigences relatives

Quand le désignateur bttoyage

C-0 (aupune surface a brasé doit respecter les exigences relatives au

controle|visuel d@ a présence de résidu de flux, qui est permfse.
Si le ndttoyage est prescw C 5 endant et aprés le traitement, les piéces, lgs sous-
ensembles et les en i ddivent étre nettoyés pendant un intervalle d¢ temps
permett &imi 2 des contaminants (particulierement du résidu de flux)

Tous g i oivent I'étre de maniere a empécher tout choc thermique
préjudic i o d'agents nettoyants dans les composants qui ne gont pas
totalem e nettoyage de lI'ensemble doit étre en mesure de répondre aux
exigences ifiées ici

9.1 Compatibilité d€s matériaux et des équipements

Les agents et le matériel nettoyants doivent étre choisis en fonction de leur aptitude a éliminer
la contamination ionique et non ionique et ne doivent pas dégrader les matériaux, marquages
ou piéces nettoyées. L'analyse et la documentation démontrant la conformité a ces exigences
doivent étre disponibles pour réexamen. Quelques polymeres peuvent étre incompatibles avec
les solutions eau/alcool.

9.2 Nettoyage avant brasage

La propreté des bornes, des sorties des composants, des conducteurs et des surfaces de cablage
imprimées doit étre suffisante pour assurer la brasabilité. Le nettoyage ne doit occasionner aucun
endommagement des composants, des sorties de composants ou des conducteurs. Concernant
l'option de nettoyage aprés brasage C-0 (aucune surface a nettoyer), la propreté doit étre suffisante
pour assurer la conformité avec les exigences relatives a la propreté de I'ensemble final.
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8.4.2 Reflow manual soldering
8.4.2.1 Solder applications

Enough solder shall be applied to components, or boards, or both to ensure that sufficient
guantity is in place during reflow to meet the end product requirements. Methods for solder
application include dispensing or pin transfer of solder paste, or use of solder wire or preforms.
Land patterns to which solder is applied shall be clean prior to solder application reflow
methods.

8.4.2.2 Reflow methods

Manufag¢turers shall establish a reflow soldering process that is repeatable e limits
defined |for the hand soldering reflow equipment (e.g. hot air or ga . b reflow
process|instructions shall be developed and maintained and shall be/pe ' prdance
with thege process instructions.

The process shall include as a minimum a reproducible ti including

the drying/degassing operation (when required). Reflow < S guns,

solder ifons, or hot bar (thermode) or laser operations.

8.4.2.3 | Shielding

When ntanual reflow soldering is perfo so that

adjacenf components (next to the part Prjoints

of adjacent components are reflowed.

9 Clepnliness requirepaents

When tf C-0 (no
nents of

iy and after processing; parts, subassemblies, and final
a time frame that permits appropriate renjoval of

surface |to be cleaned)
9.4.1 except the :

be\cleaned in a manner that will prevent detrimental thermal shjock and
edia into components which are not totally sealed. The aksembly

The cleaning media and equipment shall be selected for their ability to remove both ionic and
nonionic contamination, and shall not degrade the materials, markings, or parts being cleaned.
Analysis and documentation demonstrating compliance with these requirements shall be
available for review. Some polymer materials may be incompatible with the water/alcohol test
solution.

9.2 Pre-soldering cleaning

The cleanliness of terminals, component leads, conductors, and printed wiring surfaces shall
be sufficient to ensure solderability. Cleaning shall not damage the components, component
leads, or conductors. For post-soldering cleaning option C-0 (no surfaces to be cleaned),
cleanliness shall be sufficient to ensure compliance with the final assembly cleanliness
requirements.
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9.3 Nettoyage aprés brasage

Quand un nettoyage est prescrit, le résidu de flux doit étre enlevé dés que possible, de préférence
dans un délai de 15 min mais jamais au-dela de 1 h aprés le brasage. Certains flux ou processus
nécessitent éventuellement des actions plus immédiates pour faciliter un enlévement adéquat. Il est
permis d'utiliser des moyens mécaniques tels que l'agitation, la pulvérisation, le brossage, etc., ou le
dégraissage a la vapeur ainsi que dautres méthodes d'application conjointement avec l'agent
nettoyant. Il est permis d'allonger lintervalle de temps entre le brasage et la fin du nettoyage
concernant les opérations de brasage manuelles a condition qu'un nettoyage intermédiaire soit réalisé
et qu'un nettoyage complet soit fait avant la fin de I'étape de production.

NOTE — Les sorties internes aux dispositifs auto-obturants (par exemple dispositifs de brasage thermo-rétractables)

ne doive pas &tre sgumises-aux-exigences relatives au nettovage de la nrésente spécificationtarsgue ¢ d|spos|t|f
L 4 7 = Lad Ld hd

encapsulg la connexion brasée.

9.3.1 Nettoyage par ultrasons

Le nettdyage par ultrasons est permis

a) sur les cartes nues ou les ensembles, a condition que seu 7% conmecteurs
sang électronique interne soient présents, ou

b) sur les ensembles électroniques possédant des co nts i ition que le
fabricant possede une documentation disponible [ ant que
['utilisation d'ultrasons ne dégrade pas les j ijues du
produit ou des composants nettoyés

9.4 Vg¢rification de la propreté

Les engembles doivent respecter les
suivantgs doivent étre utilisées pour E e corps
étrangefs et les résidus deAh autres contaminants organiques ioniques.

9.4.1 [ontrble visuel

Le conftrdle vis grante d'un systéme documenté de conch‘)Ie de
processus et d' doit étre fondé sur un échantillon statistigue (voir
13.1.3). : 100 % doit étre utilisé pour estimer la présgnce de
particules étrang 3 il est pyescrit en 9.5.1, de résidus de flux ou d'autres|résidus

ioniqueq [ i il_est prescrit en 9.5.2.

9.4.2

Des ess$ai propreté de l'ensemble aprés le nettoyage final (par gxemple,
nettoyag [ i i i hsemble
immédid
(voir 13
prescrite
échantillon aleat0|re de ce lot et de chaque lot nettoye depws la réalisation du dernier essai de
propreté acceptable doit étre soumis a un essai. La fréquence des essais doit correspondre au
minimum a un essai pour une rotation de 8 h a moins que les données du systeme de contrble
de processus ne plaident en faveur d'un changement de fréquence.

9.5 Critéres de propreté

Le nettoyage des ensembles doit étre effectué de facon a enlever

a) les particules étrangeres, comme il est prescrit en 9.5.1 et

b) les résidus de flux et les autres contaminants ioniques ou organiques, comme il est prescrit
en 9.5.2.
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9.3 Post-soldering cleaning

When cleaning is required, flux residue shall be removed as soon as possible, preferably within
15 min but no longer than 1 h after soldering. Some fluxes or processes may require more
immediate action to facilitate adequate removal. Mechanical means such as agitation,
spraying, brushing, etc., or vapour degreasing and other methods of application may be used in
conjunction with the cleaning medium. The time between soldering and completion of cleaning
may be extended for hand soldering operations provided interim cleaning is performed and

complete cleaning is performed prior to the end of the production shift.

NOTE - Terminations internal to self-sealing devices (e.g. heat shrinkable solder devices) shall be exempt from the

cleaning requirements of this specification when the device encapsulates the solder connection.

9.3.1 ltrasonic cleaning

Ultrasornic cleaning is permissible

a) on lare boards or assemblies, provided only terminals ¢r co
elecfronics are present, or

b) on flectronic assemblies with electrical componen ' et _the > contrac

docymentation available for review showing that

9.4 Cleanliness verification

Assembllies shall meet the requirements g
used to|assess the amount of remaining
and oth¢r ionic organic contaminants.

9.4.1 Visual inspection

When made as part of/ a dg
inspectipn shall
inspectipn shall™
9.5.1, ofr flux and ot

9.4.2

Periodig
confor

9.5 Cleanliness criteria
Cleaning of assemblies shall be performed as necessary to remove

a) particulate foreign matter as required in 9.5.1, and
b) flux residues and other ionic or organic contaminants as required in 9.5.2.

ors\withgut

internal

for has
damage
ed.

gre to be
esidues

n, visual
b visual
uired in

prior to
hall be
Cleaning
dand a
Ceptable

¢ach 8 h
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9.5.1 Particules

Les ensembles doivent étre dépourvus de saletés, peluches, projections de brasure, déchets,
etc. Les billes de brasure ne doivent pas se détacher, ni dégrader les caractéristiques de
performances électriques. Le contrbéle des particules doit correspondre a la méthodologie de
contréle de 13.1.2.1.

Les billes de brasure ne doivent pas réduire I'espacement électrique minimal de conception de
plus de 50 %, et doivent étre fixées a la surface de la carte De plus ces hilles ne doivent pas
apparaitre dans une proportion supérieure a 5 pour 600 mm?

9 5 2 Acidiic AN fliiny At Avitrae A tA N ANt AN~ AL Ar AN A A
9. tCoroosOtToX Tt raut o cortar oo oot s oo oTrgaritgqucs

5 essais
bropreté

L'utilisateur et le fabricant doivent approuver les exigences relatives a
appropr|és concernant la propreté. En outre, les exigences visuelle
doivent Etre approuvées et spécifiées.

L'utilisateur est responsable de la spécification concernant clu que
['utilisateur souhaite utiliser le désignateur de propreté é yage et
l'essai de propreté conformément a 9.5.2.1. S'il n'existe auet ighng propreté spécifié, il
convien ants. En
outre, I iflées.

9.5.2.1
Quand | prendre la forme suivante

Désig Essai de propreté

9.5.4

Un cod gxigences de propreté concernant fous les
ensemb yition. Ce code commence par la lettre C suivie
d'un tird e/premier chiffre représente l'option de ng¢ttoyage
décrite les suivants indiquent les exigences relatives aux
essais B4 (Si les cing essais de propreté sont prescrits, le
désignal & sédera un/total de six chiffres.)
9.5.2.2
Il convig r le§ surfaces nettoyées sans grossissement; ces surfaces ne| doivent
présent visuelle de résidu de flux ou d'autres contaminants. Il est admis que

9.5.3

Le premier chiffre du désignateur de propreté définit I'option de nettoyage. L'un des chiffres
suivants est utilisé pour définir les surfaces de I'ensemble qui doivent étre nettoyées:

0 = Aucune surface a nettoyer.

1 = Un c6té (c6té de la source de brasure a la vague) de I'ensemble doit étre nettoyé.

2 = Les deux cbtés de I'ensemble doivent étre nettoyés.
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9.5.1 Particulate matter

Assemblies shall be free of dirt, lint, solder splash, dross, etc. Solder balls shall be neither
loose nor degrade electrical performance characteristics. Inspection for particulate matter shall

be consistent with inspection methodology defined in 13.1.2.1.

Solder balls shall not reduce the minimum design electrical spacing by more than 50 %, and
shall be fixed to the board surface. Additionally they shall not occur more than 5 per 600 mm?

9.5.2 Flux residues and other ionic or organic contaminants

The usqtr-and-man er-shatt-agre he-cleaningregtirements—anc

fate tests

for clea to and
specifiefl.

It is the responsibility of the user to specify cleanliness. The use the
cleanlingss designator that establishes the cleaning option and\test accord-
ance with 9.5.2.1. In the absence of a specified cleanliness desi C-22 as
describéd in the following subclauses should apply. In additio ents for

cleanlingss (as in 9.5.2.2) shall be specified.

9.5.2.1 | Post-soldering cleanliness designator

Where the user specifies a cleanlinesS designa >‘following form:

Clegnliness designator

A two d|git (minimum) cogde
under this specification. Th
digits. The first digit

following digits indicate
cleanlingss test »
9.5.2.2 i AU

Surface

evidenc
flux resi

9.5.3

The first digjt” of th

Test for cleanliness
954

iness\yrequirements for all assemblies [covered
eter C then a dash followed by two |or more
'n descrlbed in 9. 5 3 and the secpnd and
all five

ected without magnification and shall be free df visual
contaminants. Surfaces not cleaned may have evidence of

cleanliness designator defines the cleaning option. One of the flollowing

digits islused ta define the surfaces of the assembly that are to be cleaned:

0 = No surfaces to be cleaned.

1 = One side (wave solder source side) of assembly to be cleaned.

2 = Both sides of assembly to be cleaned.
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9.5.4 Essai de propreté

Dans le désignateur de propreté, le deuxiéme chiffre et les suivants définissent les exigences
relatives aux essais de propreté. Il est permis d'utiliser les chiffres suivants selon une

combinaison quelconque (a I'exception du 0):

0 = Aucun essai de propreté prescrit.

1 = Essai prescrit pour les résidus de résine (voir 9.5.5).

2 = Essai prescrit pour les résidus ioniques (voir 9.5.6 et/ou 9.5.7).

3 = Essai prescrit portant sur la résistance de l'isolement de surface (v0|r 9.5.8).

4 = Essai-preserit

5 = Autrles essais

9.5.5 Résidus de résine sur les ensembles de cartes nettoyés

Les engembles qui ont été nettoyés doivent étre soumis a
CEIl 613§0-5-1 et & la CEIl 61340-5-2 (voir annexe D) et doiventesp
relativeg au niveau maximal autorisé de résidus de flux résk S

Niveau A: ensembles ayant moins de 200 pg/cm?

JF

Niveau B: ensembles ayant moins de 100 pg/cm?

Niveau : ensembles ayant moins de 4

9.5.6 Résidus ioniques (méthode instru

Les ens
CElI 613
détectio

embles doivent étre soumis des

Lhivantes

s& g ément a la CEl 61340-5-1 et a la
c de surface (méthode dynamifjue) ou
urfase’ (méshode statique), voir annexe D) ef doivent

avoir un ' \ isable*équivalent de moins de 1,56 ug/cm2 de Nafgl. Il est

permis
de rem
détectio

peéut montrer que la sensibilité de la méthode
celle des méthodes ci-dessus concefnant la

NOTE - i s/différentes méthodes, il convient de considérer le solvint utilisé
pour extra re le résidug¢la methode |||s e_pour appliquer le solvant & I'ensemble et la méthode de détection du résidu.

9.5.7

Les end e soumis a des essais conformément a la CEl 61340-5-1 et & la
CEI 613 ar extraction de solvant, voir annexe D). La contamination en
surface|doi infeéxieure a un résidu de flux ionique ou ionisable équivalent de moins de
1,56 ug re de sodium (NaCl). Il est admis que l'utilisateur spécifie |d'autres

valeurs [d‘acceptation pour des essais équivalents.

9.5.8 Résistance d'isolement de surface (SIR)

Les spécimens d'essai traités exactement de la méme facon que les ensembles produits
doivent étre soumis a des essais pour déterminer I'effet de la contamination sur la résistance
d'isolement électrique des cartes imprimées a haute température et pour une forte humidité
conformément a la CEIl 61340-5-1 et a la CEl 61340-5-2 (voir annexe D), en utilisant les
conditions d'essai de la CEI 61189-1. Les spécimens d'essai doivent présenter une résistance
minimale de 100 MQ aprés le brasage et/ou aprés le brasage et le nettoyage, en fonction de la
classification du flux. Il est admis que [l'utilisateur et le fabricant s'entendent sur d'autres

spécimens d'essai, conditions d'essai et sur les exigences relatives a la SIR.
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9.5.4 Test for cleanliness

The second and following digits of the cleanliness designator defines the requirements for
cleanliness testing. The following digits may be used in any combination (not including zero):

O0=Not

est for cleanliness required.

1 = Test for rosin residues required (see 9.5.5).

2 = Test for ionic residues required (see 9.5.6 and/or 9.5.7).

3 = Test for surface insulation resistance (see 9.5.8).

4 = Test for other surface organic contaminants (see 9.5.9).

5 = Oth¢r tests as deemed by user/manufacturer agreement.

9.5.5 Rosin residues on cleaned board assemblies

Assemblies that have been cleaned shall be tested in accordan 5-1 and
IEC 61300-5-2 (see annex D), and shall comply with the followjng equir aximum
allowable level of rosin flux residues:

Level A] assemblies less than 200 pg /cm?

Level B] assemblies less than 100 ug Jem?

Level C| assemblies less than 40 pg /cm

9.5.6

Assemb A40-5-1 and IEC 61340-5-2 (ipnizable
detectio] or ionizable detection of |surface
contami dyshall contain less than 1,56 ug/cm2 NaCl
equivalg itivity of
the alte petter than the above methods with respect to
detectin

NOTE — | ethpds, the solvent used to extract the residue, the methqd used to
present th od of detecting the residue should all be considered.

9.5.7

Assemblli accordance with IEC 61340-5-1 and IEC 61340-5-2 (resistivity of
solvent D). The surface contamination shall be less then 1,56 pg/cm2
sodium ivalent ionic or ionizable flux residue. Other acceptance valjiles may
be specjfied r for equivalent tests.

9.5.8 Ppurface insulation resistance (SIR)

Test specimens processed in exactly the same manner as the assemblies being produced shall
be tested for the effect of the contamination on the electrical insulation resistance of printed
boards under high temperature and humidity in accordance with IEC 61340-5-1 and IEC 61340-5-2
(see annex D) using the test conditions of IEC 61189-1. The test specimens shall have a
minimum resistance of 100 MQ after soldering and/or after soldering and cleaning, depending
on the flux classification. The user and manufacturer may agree upon other test specimens,

test con

ditions, and SIR requirements.
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9.5.9 Autre contamination

Les ensembles soumis a des essais conformément a la CEl 61340-5-1 et a la CEIl 61340-5-2
(voir annexe D, essai de détection de contaminant organique de surface (méthode intégrée)),
ne doivent pas dépasser le niveau maximal d'acceptation établi par accord mutuel entre
['utilisateur et le fabricant.

10 Exi

gences relatives a I'ensemble

Les cartes, composants et processus décrits et spécifiés dans les articles 1 a 8 fournissent
des interconnexions brasées de qualité supérieure a celle des exigences minimales d'accep-

tation du présent article. Il convient que les processus et leurs contrgles soient, & méme
de prodyiire un article respectant ou dépassant les critéres d'accept rpduit de
niveau €. Cependant, les connexions brasées doivent respecter les tion du
niveau de produit (A, B ou C) spécifié par I'utilisateur.
10.1 Ekigences relatives a l'acceptation
Le fabrigant doit soit:
a) posgéder un plan de gestion de processus confor
b) réaliser un contréle a 100 % conforme aux exigk 2 .2.°Si les défauts ou indicateurs
de processus dépassent les limite , iées en 10.1.1 ppur leur
nivepu respectif d'opportunités (10..2) antdait lancer une action corrective afin de
réddire leur apparition. Pour le calcuhdes™actionsigorrestives, on ne doit pas attribper plus
d'unp caractéristique de défaut dg bleau 2) ou plus d'un indicgteur de
processus a un site d'interconnexion iculi s exemple entre connexion et |pastille,
trou|de liaison, trou d'ey
NOTE — $i les limites spécifiées\dans\|a INeSpectées, il est probable que la fiabilité|du joint a
de fortes| chances de répbpdreNaux atten ‘'ensemble. Cependant, l'utilisateur est g¢hargé de
détermindr les véritables exigences i i la conception et de I'utilisation du produit firjal.
10.1.1
L'action
les géfaut gbleau 2 dépassent 0,3 % de la possibilité de letir appa-
rition et
les s (voir 4.4) dépassent 3,0 % des possibilités totales| de leur
appa minimum, surveiller les apparitions générales d'indicateurs de
processu
a)
b)

c) visibilité de la configuration de sortie (10.2.4);

d) mouillage du trou de liaison interfaciale(10.2.5);

e) autres indicateurs de processus définis dans les spécifications intermédiaires;

f) quantité de brasure.

10.1.2 Détermination de la limite de contrble

Le nombre total de sites d'interconnexion doit étre utilisé comme mesure de référence pour
I'application du pourcentage de défauts ou d'indicateurs de processus. Ces calculs considérent
chaque plage d’'accueil, chaque sortie par trou traversant et chaque sortie de borne comme
une seule opportunité pour déterminer le nombre total d'opportunités pour une carte imprimée
assemblée donnée.
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9.5.9 Other contamination

Assemblies tested in accordance with IEC 61340-5-1 and IEC 61340-5-2 (see annex D, surface
organic contaminant detection test (in-house method)) shall not exceed the maximum
acceptance level established by mutual agreement between user and manufacturer.

10 Assembly requirements

Boards, components and processes described and specified in clauses 1 to 8 provide for
soldered interconnections that are better than the minimum acceptance requirements of this
clause. Processes and their controls should be capable of producing a proeduct meeting or
exceedihg the acceptance criteria for level C product. However, soldered connectiohs shall
meet the product level (A, B or C) acceptance requirements specified by’u

10.1 Ac¢ceptance requirements
The manufacturer shall either:

a) havg a process control plan in accordance with 13.2;

b) perfoprm 100 % inspection to the requirements 0 . dicators
excqged the corrective action limits specified \i ' evel of
opportunities (10.1.2), the manufagturer sl i ce their
occyrrence. For corrective action galcylatig tic (see
tablg¢ 2) or process indicator shal ite (e.g.
leadfto-land, via, lead-in-hole).

NOTE - | e reliability of the joint has a high possibility
of meetin responsibility for determining true| reliability
requireme
10.1.1
Correcti
defe 2 exg 3 % of the opportunities for their occurrence, and fif:
progi . e€d 3,0 % of the total opportunities for their occurrgnce. As
ami ing general process indicator occurrences shall be monitored:
a) 1
b)
c) |
d) (iadnterfaciatconnection wetting (10.2.5);

e) other process indicators defined In the sectional specifications, and
f) solder quantity.

10.1.2 Control limit determination

The total number of interconnection sites shall be used as the measure to which the
percentage of defects or process indicators is applied. These calculations consider each
surface mount termination, each through-hole termination, and each terminal termination as a
single opportunity for determining the total number of opportunities for a given printed board
assembly.
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10.2 Exigences générales relatives a I'assemblage

Tous les produits doivent respecter les exigences du dessin d'assemblage. L'intégrité
électrique et mécanique ainsi que la fiabilité de tous les composants et ensembles doivent étre
conservées aprés l'exposition a tous les processus employés au cours de la fabrication et de
l'assemblage (par exemple manipulation, fixation, brasage, nettoyage).

10.2.1 Endommagement de I'ensemble

L'endommagement de I'ensemble concernant les dispositifs électroniques et mécaniques ne doit
pas dépasser les exigences données dans la présente norme et la CEl 61191-2, la CEIl 61191-3

etla CEL61191-4
u décol-

Les carfes imprimées ne doivent laisser apparaitre aucune brQlure,
lement interlaminaire comme il est fait référence dans la CEl 62326<
doivent |étre traitées comme I'exposition du tissage et, a l'insta
endomnhagées, du farinage ou du halo, elles doivent répondre a

10.2.1.) Défauts d'ensemble inacceptables

Les déflauts suivants sont susceptibles d'apparaitrg
imprimés: farinage, délabrement, cloquage, décolle
halo, décollement interlaminaire du bord

cablage
tissage,

Les congditions suivantes entrainent une 8li

a) ensgmbles présentant des défauts ir fonc-

tionnalité;

b) cloq ants ou
entr S '‘étepdant sous les conducteurs de surface ou
sur/s

10.2.2

Les mdrquages r s délibérément modifiés, effacés ou supprimég par le
fabrica i \ émblage le prescrit. Il convient que les mafrquages
supplémentai 8ls g gtiquettes ajoutées au cours du processus de fabrication) ne
cachent| pas \es marguages Qriginaux du fournisseur. Si une perte de marquage suryient sur
une piege d R celle-ci doit étre enregistrée en tant qu'indicateur de prpcessus
permetth 8 minement, de déterminer si un fournisseur présente un ¢ventuel

probleme demarquage ét de définir le degré de Il'action corrective (par exemple, npuveaux
matérialix, Mouveayx processus, etc.).

10.2.3 Planéité (courbure et vrillage)

La courbure et le vrillage aprés le brasage ne doivent pas dépasser 0,5 % ou 1,5 mm pour le
montage en surface de niveau C; 0,75 % ou 2,0 mm pour le montage en surface de niveau B;
1,0 % ou 2,5 mm pour le montage en surface de niveau A; et 1,5 % ou 2,5 mm pour les
applications de carte imprimée a trous traversants (tous niveaux). Les ensembles mixtes
(CMS, TM, etc.) doivent respecter les exigences relatives aux ensembles pour montage en
surface (voir CEl 61191-2, CEI 61189-3, CE| 61188-1-1).
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10.2 General assembly requirements

All products shall meet the requirements of the assembly drawing. The electrical and
mechanical integrity and the reliability of all components and assemblies shall be retained after
exposure to all processes employed during manufacture and assembly (e.g. handling, fixing,
soldering and cleaning).

10.2.1 Assembly damage

Assembly damage to electronic and mechanical devices shall not exceed the requirements

given in

the present standard and in IEC 61191-2, IEC 61191-3, IEC 61191-4.

Printed
IEC 623
or damdg

10.2.1.1

The foll
delamin

The foll

a) ass€

b) blist
subs
subg

10.2.2

Marking
required
manufa
part ma
supplier
new ma

10.2.3

Bow an
0,75 %
1,5 % q
(SMT, T

boards shall show no evidence of burning, blistering, or delami

26-1. Laminate scratches shall be treated as weave exposure

urface conductors, or whic

urface conductors.

IEC 611

69-3, [EC 61185-1-1).

nced in
th lifted

istering,

IS.

between
br/under

Markings

s shall not be |delibé I unless
by the se z 4 it ring the

Cturing pracess) s 3 e original supplier's markings. Where commponent

rking loss oc I 3 nine if a

on (e.g.

mount;
Lint; and
r 2,5 )mm~fgy'through-hole (all levels) printed board applications. Mixed asgemblies
HT,etc.) shall meet the requirements for surface mount assemblies (see IEC §1191-2,
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10.2.4 Connexion brasée

La connexion brasée acceptable doit laisser apparaitre un mouillage et une adhérence quand
la brasure fond sur la surface brasée, formant un angle de contact de 90° ou moins, sauf
guand la quantité de brasure donne un contour s'étendant au-dela du bord de la pastille (voir
figure 1). Il est recommandé que les joints de brasure présentent une apparence globalement
lisse. Un aspect satiné est admis.

Il n'est pas exclu que certaines compositions d'alliages de brasure, certains plagquages de
sorties ou de cartes imprimées ainsi que des processus de brasage spécifiques (c'est-a-dire
refroidissement lent avec un circuit imprimé de masse importante) produisent des brasures
d'aspect terni, mat, grisé ou granuleux, normales pour le matériau et le processus impliqués.

C 101N o beociiy s nialkl
es JO| SOt oTrasurc SuTIt atttPtanTtsS:

Une trapsition réguliére de la pastille a la surface de connexion ou ada Sortie_du>gomposant
doit apparaitre de facon évidente. Une ligne de démarcation ou sition a
I'endroif ou la brasure appliquée se mélange au revétement de braswe, rasure
ou a un autre matériau de surface est acceptable a conditionque_le i évident.

Dans le|cas de revétements de brasure fondus, la présence de la brasw -dessus
du bord|du trou n'est pas prescrite si la paroi du trou et la/Sorti htent un
mouillage satisfaisant (voir figure 2). Des marques ou de 3 asure ne
doivent

» 1c, 1d)

Vernis
épargne
7

Acceptable Acceptable
1c 14

Acceptable
1b

Non acceptable
1e

Non-mouillage /retrait de mouillage évident (fLe)

IEC 1167/98

Figure 1 — Angle de contact de brasure

10.2.4.1 Défauts

Les conditions suivantes sont inacceptables et doivent étre considérées comme des défauts
(voir 12.1):

a) connexions brasées cassées ou endommagées;

b) connexion brasée présentant les caractéristiques d'une soudure froide;

c) plus de 5 % de la connexion brasée (sauf trous de liaison) présentant des signes de
démouillage ou de non-mouillage;

d) excés de brasure qui est en contact avec le corps du composant;
e) effritement de la dorure du fait de I'enlevement insuffisant de dorure (voir 6.2.2);
f) vides créant un volume de joint brasé inférieur a la valeur minimale acceptable.
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10.2.4 Solder connection

The acceptable solder connection shall indicate evidence of wetting and adherence when
the solder blends with the soldered surface, forming a contact angle of 90° or less, except
when the quantity of solder results in a contour which extends over the edge of the land (see
figure 1). The solder joints should have a generally smooth appearance. A satin lustre is
permissible.

There are solder alloy compositions, lead or printed board platings, and special soldering
processes (i.e. slow cooling with large mass PWBs) that may produce dull, matt, grey or grainy
looking solders that are normal for the material or process involved. These solder joints are

acceptajple

A smoo t. A line
of demdgrcation or transition zone where applied solder blends with plate,
or other solder
coatingy he hole
wall and component lead exhibit good wetting (see figure 2) Q ¢ E solder
joint shd

10.2.4.1

Not acceptable
le

Non-wetting/dewetting evident (1e)

Figure 1 — Solder contact angle

The foll

) (' | (I T HA| P Y 4 bt 49 4\
WITTY CUTTUTUUTTIS arT utiat Lt pyiauic altu stiall U LUTISTUTTTU UTITULS (STT 12.1).

a) fractured or disturbed solder connections;

b) cold

solder connection;

IEC 1167/98

c) greater than 5 % of the solder connection (except vias) exhibiting dewet or nonwet charac-
teristics;

d) excess solder which contacts the component body;

e) gold

embrittlement due to insufficient gold removal (see 6.2.2); and

f) voiding by which the solder volume of the joint is decreased below the allowable minimum
value.
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10.2.4.2 Indicateurs de processus

Les conditions suivantes sont acceptables mais doivent étre considérées comme des
indicateurs de processus, doivent faire I'objet d'une documentation et doivent étre disponibles
pour réexamen:

a) vides et cratéres quand le mouillage est évident, qui ne réduisent pas le volume de brasure
en dessous du seuil minimal tolérable;

b) profil ou sortie non visible dans le joint de brasure en raison de I'excés de brasure.

Allgic t < 90°

I A—\ —
—
2a 2b 2c
™ v—\/—| —
—_ = = = B

Trous gcceptables - la brasure revétue otnapphqu® Vue agrandie dg C

a mouillé les parois des trous (2a a 2f) y
IEq 1168/98

Figure 2 — Mouillage de brasure métallisés sans sorties

10.2.5 LConnexions interfa

DU trous
nexions
sés non

Il n'est pas nécessaire
traversgnts mét és
interfaciales. Il

exposeq bour les
connexi rous de
liaison, ou ala
traine doi He cette
exigenc 13. Le
mouillag il n'est
pas pre$

11 Reyétement etencapsulation

Les exigences détaillées relatives aux procédures de revétement et d'encapsulation sont
définies dans les paragraphes suivants.

11.1 Revétement enrobant

La spécification relative au matériau et les instructions du fournisseur, selon leur applicabilité,
doivent étre suivies. Quand les conditions de traitement (température, temps, intensité IR, etc.)
different des instructions recommandées par le fournisseur, elles doivent faire I'objet d'une
documentation et étre disponibles pour réexamen. Le matériau doit étre utilisé pendant
I'intervalle de temps spécifié (a la fois la durée de conservation et la durée d'enrobage) ou
utilisé pendant la période de temps indiquée par un systéme documenté établi par le fabricant
(assembleur) pour marquer et contrbler le matériau daté.
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10.2.4.2 Process indicators

The following conditions are acceptable, but shall be considered as process indicators and

shall be documented and available for review:

a) voids and the blow holes where wetting is evident, and which do not reduce solder volume

below the allowable minimum;
b) outline or lead not visible in solder joint because of excess solder.

Wettiag-angle < 90°

[ o ] —
]

Acceptaple holes - the coated or applied
solder hps wetted sides of holes (2a to 2f)

10.2.5 |nterfacial connections

Unsuppprted holes wi
used fqgr interf
exposed to solde -

connectjons need

after e drag solder processing shall

Figure 2 — i G les without leads

Magnified view of|C

IEq 1168/98

gh-holes, not subjected to mass soldefing and
be filled with solder. Plated through-h]:Ies not

t or temporary maskants and used for interfacial
ér. Plated through-holes without leads, includ

ng vias,
meet the accgptability

requirer Falure o meet this requirement shall be treated as a |process

llowing

indicato ause 13. Wetting of the top-side lands by applied dolder is
acceptal e figures 2c, 2e and 2f).

11 Co

The detai

subclauses.

11.1 Conformal coating

The material specification and supplier's instructions, as applicable,

shall be followed. When

curing conditions (temperature, time, IR intensity, etc.) vary from supplier recommended
instructions, the alternate conditions shall be documented and available for review. The
material shall be used within the time period specified (both shelf life and pot life), or used
within the time period indicated by a documented system that the manufacturer (assembler)

has established to mark and control age-dated material.
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11.1.1 Application

Un revétement doit étre continu sur toutes les zones désignées pour étre couvertes sur le
dessin d'assemblage. Il est recommandé de réduire au minimum les raccords de revétement.
Quand ils sont utilisés, les matériaux de masquage ne doivent avoir aucun effet néfaste ou de
détérioration sur les cartes imprimées et doivent pouvoir étre enlevés sans laisser de résidu
contaminant. Les dimensions spécifiées pour les zones masquées ne doivent pas étre réduites
en longueur, largeur ou diamétre de plus de 0,8 mm du fait de l'application de revétement
enrobant.

11.1.1.1 Composants ajustables

La porti
ou méc
exempld
dessin d

11.1.1.2

bniques telles que les points de sonde, les filets des vis, les
guide-cartes) ne doivent pas étre couvertes de revéteme
‘assemblage.

Revétement enrobant sur les connecteurs

bn ajustable des composants ajustables, ainsi que les surfaces d¢ contact éldctriques
aces pottantes (par
aCifi

& sur le

Les surfaces de contact des connecteurs sur les ensemble imés ne doiyent pas
étre reg pesifié sur lg dessin
d'assen de toutes les zones
d'interfa €s a¥orce apres l'application
du revét e relative au scellemlent.
11.1.1.3

La surf ositifs de montage ne doit gas étre
couvert¢ de gontraire du dessin d'assemblage.
Cependpnt, le périmeétre de la sitifs et tout I'équipement de sypport et
de fixatipn doit étre coyvertde

11.1.1.4 Revét@t S

Les compposants flexibles
(par exqmple en aj jonction
des sor

11.1.1.5

Sauf sp traire\figurant sur le dessin d'assemblage approuvé, le périmétre gxtérieur
des eng it augmenter en largeur totale de plus de 1,0 mm du fait dy revéte-
ment erf e péNmetre extérieur est défini comme la zone couvrant de part et d'autre de

la carte
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11.1.1 Application

A coating shall be continuous in all areas designated for coverage on the assembly drawing.
The coating fillets should be kept to a minimum. When used, masking materials shall have no
harmful or degrading effect on the printed boards and shall be removable without leaving a
contaminant residue. Dimensioning specified for masked areas shall not be decreased in
length, width, or diameter by more than 0,8 mm by application of conformal coating.

11.1.1.1 Adjustable components

The adjustable portion of adjustable components, as well as electrical and mechanical mating

surfaces such as probe points, screw threads, bearing surfaces (e.g. card guides) shall be left
uncoateld as specified on the assembly drawing.

11.1.1.3 Conformal coating on connectors

Mating fonnector surfaces of printed wiring assemblies shall oated. The
conformal coating specified on the assembly drawing shall, ide und the
perimeter of all connector/board interface areas. Press-fit{pin ed after
conformal coating is applied shall be exempt from the s

11.1.1.3 Conformal coating on brackets

The mating (contact) surface of bracket s shall not be coated with
conformal coating unless specificall er, the

perimeter of the junction between these devi

be coat¢d.

11.1.1.4

Compor assembly by flexible leads (e.g. g
shall as e leads with the components and the a
coated.

11.1.1.54 Perimet

Unless ¢therwi i he approved assembly drawing, the outer perimeter of as
shall nof be i tal thjckness by more than 1,0 mm as a result of conformal
The out i as the area on each side of the board at a distance of 1
than 6,0

Iil wing)
5sembly

semblies
coating.
ot more
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| Zone "A" a plus de
»> 6,0 mm du périmetre
Surface

revétue

. Pas d’augmentation de plus
de 1,0 mm dans la zone "A"

14.69/98.

Figure 3 — Conditions de revétem

11.1.1.4 Revétement du bord

Sauf spgcification contraire figurant sur le dessin d' i ons des
ensembles ne doivent pas augmenter en longue A chaque
bord, c'¢st-a-dire 1,5 mm au total du fa

11.1.2 Exigences relatives aux performa

Les exigences détaillées relatives au
grapheg suivants.

s para-

11.1.2.) Epaisseur
L'épaisspur du reyétemex
CEI 611B8-5-7):

a) type
b) type

suivante pour le type spécifié (voir CEl 61188-5-1 a

et AR (acrylique): 0,03 mm - 0,13 mm;
0,05 mm - 0,21 mm;

c) type 0,01 mm - 0,05 mm.

L'épaisg ble de
cablage [ upon traité avec lI'ensemble. Il est admis que les couponjs soient
constitug pe de matériau que la carte imprimée ou d'un matériau non pqreux tel
que le n . Comme alternative, il est permis d'utiliser une mesure d'épaigseur du
film modilié atablir I'épaisseur du revétement, & condition qu'il existe une documjentation

établiss

11.1.2.2 Couverture par revétement

Le revétement enrobant doit appartenir au type spécifié sur le dessin d'assemblage et doit:

a) étre complétement traité et homogene;
b) couvrir seulement les zones spécifiées sur le dessin d'assemblage;

c) étre dépourvu de cloques ou de cassures affectant les opérations d'assemblage ou les
propriétés d'étanchéité du revétement enrobant;

d) étre dépourvu de vides, de bulles ou de matériau étranger exposant les conducteurs des
composants, les conducteurs de cablage imprimés (y compris les plans de masse) ou
d'autres conducteurs et/ou ne respectant pas I'espacement électrique de conception;

e) étre dépourvu de tout farinage, décollement ou ride (zones non adhérentes).
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»> Area "A" outer

perimeter 6,0 mm

Coated
area

»He »1¢ Not increased by more
than 1,0 mm in area "A"

Figure 3 — Coating conditions

11.1.1.4 Edge coating

of the
b, giving

Unless
assemb

11.1.2 Performance requirements

The det

11.1.2.1 Thickness

The thigkness ofathe\ conforma
IEC 611/88-5-1t ]

a) type

hall be as follows for the type specified (see

AR (acrylic): 0,03 mm — 0,13 mm;

b) type 0,05 mm - 0,21 mm;
c) type 0,01 mm - 0,05 mm.
The thig e d on a flat, unencumbered, cured surface of the printgd wiring
assemb VL aX aupon\which has been processed with the assembly. Coupons may be of
the sam hmateriat as the printed board or may be of a non-porous material such as
metal o lternative, a wet film thickness measurement may be used to gstablish

the coaing, thickness
thicknegses.

. provided there is documentation which correlates the wet and|dry film

11.1.2.2 Coating coverage

Conformal coating shall be of the type specified on the assembly drawing, and shall:

a) be completely cured and homogeneous;
b) cover only those areas specified on the assembly drawing;

c) be free of blisters or breaks which affect the assembly operations or sealing properties of
the conformal coating;

d) be free of voids, bubbles, or foreign material which expose component conductors, printed
wiring conductors (including ground planes) or other conductors, and/or violate design
electrical spacing; and

e) contain no measling, peeling or wrinkle (non-adherent areas).
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11.1.3 Retouche du revétement enrobant

Les procédures décrivant I'enléevement et le remplacement du revétement enrobant doivent
étre documentées et étre disponibles pour réexamen.

11.1.4 Controle du revétement enrobant

Il est permis d'effectuer le contréle visuel du revétement enrobant sans grossissement. Il est
permis d'effectuer le controle de la couverture du revétement enrobant sous une source de
lumiére ultraviolette (UV) si I'on utilise un matériau de revétement enrobant contenant un
traceur d'UV. Il est permis d'utiliser un agrandissement de 2x a 4x a des fins d'arbitrage.

11.2 Epcapsulation

La spédification relative au matériel et les instructions du fournisse cabilité,
doivent Etre suivies. Le matériau doit étre utilisé pendant I'intervalle de te SCIf §>Ia fois
la durég¢ de conservation et la durée d'enrobage) ou utilisé P temps
indiquég par un systeme documenté établi par le fabricant quer et
contrdler le matériau daté.

11.2.1 RApplication

Les matériaux encapsulants doivent étre contin our étre
couvertg¢s sur le dessin d'assemblage, uand i ne doit
avoir aycun effet délétére sur les cartes i i etre enlevé sans lajsser de
résidu contaminant.

11.2.1.7

Toutes les portions d'ens iyent étre

dépourvues de tout m

11.2.2 Emgenc@
L'encappulant apphguendsj S ent traité, homogene, et il doit couvrir seulement les
zones spécifiées su [

L'encap
d'assen

cloques ou cassures affectant I'opération
€ ou les proprletes d'étanchéité du matériau encgpsulant.

Aucune e, a abrement, farinage, décollement et/ou ride ne doivent étre|visibles
dans le 2

11.2.3

Les prokeédures—déerivant I‘Cnlévcmc".t su—te—remplacement-de—matérau—enreapswant doivent
étre documentées et do nt étre disponibles pour réexamen (par exemple dans la documen-
tation ISO 9001 et ISO 9002 des fournisseurs ou des procédures écrites équivalentes).

11.2.4 Contrdle de I'encapsulant

Il est permis d'effectuer un contréle visuel de I'encapsulation avec grossissement.

12 Retouche et réparation

Les exigences détaillées relatives aux retouches et réparations sont définies dans les
paragraphes suivants.
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11.1.3 Rework of conformal coating

Procedures which describe the removal and replacement of conformal coating shall be
documented and available for review.

11.1.4 Conformal coating inspection

Visual inspection of conformal coating may be performed without magnification. Inspection for
conformal coating coverage may be performed under an ultraviolet (UV) light source when
using conformal coating material containing a UV tracer. Magnification from 2x to 4x may be
used for referee purposes.

11.2 Epcapsulation

The material specification and suppliers instructions, as applicable d. The
material shall be used within the time period specified (both sh r used
within thhe time period indicated by a documented system the ished to
mark and control age-dated material.

11.2.1 RApplication

The eng¢apsulant materials shall be continuous in & | ed for coveraggq on the
assembly drawing. When used, maskjung matg S deleterious affect] on the
printed boards and shall be removable/wit ni

11.2.1.) Encapsulant-free surfaces

All portipns of the assembl igna gapsulant material shall be free of any
encapsulant material.

11.2.2 Performance re

The applied enc@ tured, homogeneous, and cover only thoge areas
specifiefl on the asse

The en bdbbles, blisters or breaks that affect the printefl wiring
assemb properties of the encapsulant material. There shall be np visible
cracks, g’and/or wrinkles in the encapsulant material.

11.2.3

Procedy cribe the removal and replacement of encapsulant material ghall be
documented’ and available for review (e.g. within the manufacturers' 1ISO 9001 and 130 9002
documemntation or equivalent Written procedures).

11.2.4 Encapsulant inspection

Visual inspection of encapsulation may be performed with magnification.

12 Rework and repair

The detailed requirements for rework and repair are defined in the following subclauses.
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12.1 Retouche des ensembles électriques et électroniques brasés

Les retouches des assemblages électroniques et électriques consistent a traiter les défauts
listés dans le tableau 2 et les caractéristiques des non-conformités figurant dans les tableaux
de défaut des spécifications intermédiaires appropriées (voir CEl 61191-2, 61191-3, 61191-4).

La retouche de connexions brasées non satisfaisantes et d'autres défauts ne doit pas étre
réalisée avant que les caractéres non conformes aient été documentés. Les exigences de
documentation doivent étre définies dans le plan de contréle du processus et peuvent étre
basées sur un échantillonnage ou un audit. Ces données doivent étre utilisées pour fournir une
indication quant aux causes possibles et pour déterminer si une action corrective est prescrite
selon 10.1, 10. 1 1let 10 1.2 Quand les retouches ont été effectuées, chaque connexion retouchée

f A | 1 da 10 9 4 nformdmant S 12
OU re Or UUC \JUIL CI.IC IIIQ’JU\:LUC QUIVQIIL 1T O UI\IBUII\;CD ucT 1LU. .= Cl. \.rUIII\JIIII Il A 1.4,

Défaut Description du défaut ragraphe R’\e\farques
n° des enges

01 Violation des exigences du dessin d’assemblage 1.1
a) composant manquant
b) mauvais composant
c) composant inversé

02 Dégradation d’'un composant supérieure aux exigenc El 61191-2
spécification ou de la spécificatio 161191-3
a) composant endommagé (fissures) CEIl 61191-4
b) fissures dues a I'’humidité («pop-sorning»)
03 Dégradation de I'assemblage oy de la cart 10.2.1
a) farinage ou délabrement affectant Ia 10.2.1.1
10.2.3

b) cloques ou délapfinations rejoig ant des'tious t
métallisés et/o( des\pistes
c) écart |mpor;\ant plangité

04 Interconnexiong p travexsamts me Mvec ou sans 10.2.4

terminaisoqQs 10.2.4.1
a) tro 10.2.5
b) remp
05
CEl 61191-2
9.5.1
CEl 61191-2
CEl 61191-2
CEl 61191-2
06 MauvaisMnections brasées (sortie, terminaison ou 10.2.4
pastille) 10.2.4.1
a) démouillage ou non-mouillage
b) lixivation de la soudure
c) soudure insuffisante
d) meéche de soudure
e) refusion insuffisante
f) joint incomplet (circuit ouvert)
g) soudure excessive
h) vides dans la soudure trop importants
i) empiétement de I'adhésif
j) effritement de I'or
07 Dégradation du marquage sur la carte 10.2.2
a) marquage altéré
b) marquage effacé
08 Non-respect des tests de nettoyage ou de propreté 9.5,9.5.2.1

09 Non-respect des exigences relatives au revétement enrobant 11.1.2.2
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12.1 Rework of unsatisfactory soldered electrical and electronic assemblies

Rework of unsatisfactory electrical and electronic assemblies consists in addressing the defects
listed in table 2, and the non-conforming characteristics shown in the defect tables of the relevant

sectional specification (i.e. IEC 61191-2, IEC 61191-3, IEC 61191-4) as appropriate.

Rework of unsatisfactory solder connections and other defects shall not be performed until the
discrepancies have been documented. Documentation requirements shall be defined in the process
control plan and may be on a sampling or audit basis. This data shall be used to provide an
indication as to the possible causes and to determine if corrective action, in accordance with 10.1,
10.1.1 and 10.1.2, is required. When rework is performed, each reworked and/or reflowed

connectionshall be iannn(‘tpd to the rpnluimmpntc of 102 4 in accordance with 3%,

Table 2 — Electrical and electronic assembly defe?\

Nt

Defect Defect description Requireme Mmarks
LTSN
01 Violations of the assembly drawing requirements }1.1

a) missing component \
b) wrong component
c) reversed component
02 Damage to components beyond procurement s ci@n or the Mlgl-z
relevant sectional specification alloywance IEC 61191-3
a) component damage (cracks) >IEC 61191-4
b) moisture cracking (pop-corning) )\
03 Damage to the assembly or printed bbard N 10.2.1
a) measling or crazing that affect§ functionah 10.2.1.1
b) blisters/delamination that bridges b, en @ Hs/conductors 10.2.3
Cc) excessive depzytqre from flatness
04 Plated-through ho inwnectio ith>nd)wi t leads
a) 10.2.4
b) 10.2.4.1
c) f 10.2.5
d) c Qnnectio
05 tricabspacing
ement/misalignment IEC 61191-2
9.5.1
IEC 61191-2
IEC 61191-2
IEC 61191-2
06 nections (lead, termination or land) 10.2.4
10.2.4.1
insufficient reflow
£) meomplete-ioint fonan-ciretit)
7 Lad \T 7
g) excessive solder
h) excessive solder voids
i) adhesive encroachment
j) gold embrittlement
07 Damaged marking on the board 10.2.2
a) altered marking
b) obliterated marking
08 Failure to comply with stated cleaning or cleanliness testing 9.5,9.5.2.1
09 Failure to comply with conformal coating requirements 11.1.2.2
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12.2 Réparation

Les réparations sont des modifications apportées a un produit final non acceptable afin de le
rendre acceptable conformément aux exigences fonctionnelles originales. La méthode de
réparation doit faire I'objet d'un accord entre le fabricant et l'utilisateur.

12.3 Nettoyage post-retouche/réparation

Aprés la retouche ou la réparation, les ensembles doivent étre nettoyés en suivant un
processus conforme aux exigences de 9.5.

13 Asgurance de ta quatiteé du produit

Des exigences générales relatives a |'établissement et au maintie
d'assurdnce de la qualité intégrant des systémes de contrble de\p
indiquég¢s dans les paragraphes suivants.

efficace
;5) sont

13.1 Méthodologie de contrble
13.1.1 [ontrdle de vérification

Le contt

a) surv
proc

b) cont

Hes, les

13.1.2 [Contrdle visuel

Il convignt que le contfdle ayan ) sage du
composphnt) ou entre d’'autres\é G s (par exemple l'application de la ¢greme a
braser pt le plaeem ) L, basé sur un échantillonnage quand |il s’agit
d’analyger le pé d'assé ye afimNd’identifier les causes des défauts du joint de
brasagg. Aprés levbyass e doit étre évalué conformément au plan de gepgtion de
processus établi iafs d'un contrdle visuel a 100 % (voir 10.1).

13.1.2.1 s ement et éclairage

La tolér s de grossissement correspond a 15 % du pouvoir grogsissant
choisi (¢ i u une marge de 30 % centrée sur le pouvoir grossissant| choisi).
Les sys{e €ément et I'éclairage (voir 4.11.3) utilisés pour le controle doiyent étre
adaptés| a la- taille de) l'article traité. Le grossissement utilisé pour contréler les corjnexions

brasées| doit étre fondé sur la largeur minimale de la pastille utilisée pour le dispositif ¢gontrolé.
Il conviantrque les systémes de grossissement soient conformes au tableauy 3
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12.2 Repair
Repairs are changes to an unacceptable end product to make it acceptable in accordance with

the original functional requirements. The repair method shall be determined by agreement
between the manufacturer and the user.

12.3 Post rework/repair cleaning

After rework or repair, assemblies shall be cleaned as necessary by a process meeting the
requirements of 9.5.

13 Prqduct quality assurance

General requirements for the establishment and maintenance of an &
progranjme incorporating process control systems (see 4.5), are
subclauges.

13.1 Inlspection methodology

13.1.1 perification inspection

Verification inspection shall consist of the followi

a) survgillance of the operation to dete
inspection plan are being properly applied;

ods, procedures and @ written
b) inspgction to measure the quality of the

13.1.2 pisual inspection

Inspectipn prior to solden 8.g. S ent placement and soldering) or in petween

other prpcess steps (e\g. ion and component placement) should dnly take
place o a samQ@
causes.| After sold€rj

assembly process to identify solder joint defect
Il be evaluated in accordance with the estpblished

13.1.2

The tolgrance ¥ agnifisatior aid is 15 % of the selected magnification power (i.e. +1% % or a
range off ed at)the selected magnification power). Magnification aids and| lighting
(see 4.11.3 'Qr TASpection shall be commensurate with the size of the iten being
process aghification used to inspect solder connections shall be based| on the
minimu ¢ land used for the device being inspected. Magnification aids sholild be in

ce with tahle 3



https://iecnorm.com/api/?name=94e5a7ab79d3d8cac0829a3751893709

- 70— 61191-1 0 CEI:1998

Tableau 3 — Exigences relatives au grossissement

Largeurs et diameétres de pastille Contrdle Arbitrage
mm
>1,0 2% 4x
0,5a1,0 4x 10x%
0,254 0,5 10x 20x
<0,25 20x%

Les conditions d'arbitrage doivent seulement étre utilisées pour vérifi i sé avec
I'agrandissement de contrdle. Pour les ensembles présentant divegse: >stille, il

Les connexions brasées partiellement visibles ou cachge rve que

a) la portion visible, si elle existe, de la connexio J nnexion
brasge du trou traversant métalljs I i VID) est

b) la cqnception ne limite pas I'écoulem : 3 elconque élément de cgnnexion
r) de I'ensemble;

c)

niere a assurer la répétabllité des

13.1.3
L'application d' 5 carac-
téristiquies suivantes;

a) contfo
b) contfble j ogramme d'assurance du produit approuvé par l'utilisatedrr.

13.2 G

La gesfi xamen,
répondant a-la~perspsctive de I''SO 9002, de la CEl 61193-3, ou un systéme apprgquvé par
['utilisat remier de la gestion de processus est de réduire constamment les
variatio ' dui i i i roduit| ou des

processus respectant ou dépassant les exigences du client. Le systéeme de gestion de
processus doit comprendre au minimum les éléments suivants:

a) une formation doit étre fournie au personnel auquel sont assignées des responsabilités au
niveau du développement, de la mise en oeuvre et de l'utilisation des méthodes de gestion
de processus et des méthodes statistiques adaptées en fonction des responsabilités de
chacun;

b) des méthodologies quantitatives et des preuves doivent étre fournies régulierement pour
montrer que le processus est efficace et contrélé;

c) il doit exister des stratégies d'amélioration afin de définir les limites initiales du processus
de contrdle ainsi que des méthodologies conduisant a une réduction des apparitions
d'indicateurs de processus permettant une amélioration continue du processus;
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Table 3 — Magnification requirements

Land widths and land diameters Inspection Referee
mm
>1,0 2% 4%
0,5t0 1,0 4x 10x
0,25 to 0,5 10x 20x%
<0,25 20x% 40x

Referee| conditions shall only be used to verify product rejected at the i
For asspmblies with mixed land widths, the greater magnification r

assembly.

13.1.2.9 Partially visible or hidden solder connections

Partially] visible or hidden solder connections are
conditiops are met:

a) the yisible portion, if any, of the connection of
the yisible portion of the SMD congéctiqn) i

b) the gesign does not restrict solder flo
pin in hole component) of the asse

pectionma
used fqr t

fication.
5 entire

pllowing

Ction (or

de (e.g.

C) process controls are maintained in g niques.
13.1.3 pampling inspection

Use of

a) whe

b) as p

13.2 P

Procesg ntent of
ISO 90( <3, Oy user-approved system. The primary goal of process conffrol is to
continua iati duct or
process m shall
include théfollowing-élements as a minimum:

a) training shall be provided to personnel with assigned responsibilities in the development,

implementation, and utilization of process control

commensurate with their responsibilities;

and statistical

methods that are

b) quantitative methodologies and evidence shall be maintained to demonstrate that the

process is capable and in control;

c) improvement strategies to define initial process control limits and methodologies leading to
a reduction in the occurrence of process indicators in order to achieve continuous process

improvement;
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